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技術研究組合
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三次元集積化技術研究部長 池田 博明
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March, 2013 ASET (Association of Super-Advanced Electronics Technologies)

Agenda

１．市場動向

２．ASETにおける3D/TSV技術開発の目的と体制

３．海外の研究開発動向との比較

４．外部発表・特許成果

５．今後の課題
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Agenda

１．市場動向
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Traditional PC市場にスマートフォンやタブレットを含めた統計でみると、
PCの相対的地位低下が顕著となる。

http://www.asymco.com/2012/01/17/the-rise-and-fall-of-personal-computing/

iPhone

Android

iPad

PC

ネット対応の可搬型情報処理機器の成長性が著しいネット対応の可搬型情報処理機器の成長性が著しい
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モバイル・インターネットの成長性に期待がかかるモバイル・インターネットの成長性に期待がかかる

Source：Morgan Stanley
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モバイル機器によるデータ量が爆発的に増大モバイル機器によるデータ量が爆発的に増大

Global Mobile Data Traffic, 2011 to 2016

スマートフォン・タブレットが成長要素
Video と Web/Data が主要コンテンツ
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Source：Renesas

センサーとネットワークが融合する（車載を含む）センサーとネットワークが融合する（車載を含む）
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予約、認証、物流・交通量制御、緊急対応、低排出制御
知識の蓄積・更新・改善, Quality of Lifeの向上

携帯端末
(Sensor Terminal)

PC/Server

Office流通インフラ発電所

一般家庭
(Sensor Terminal)

車載機器
(Sensor Terminal)

Sensor Network

Sensor Network Sensor Network が次世代の情報インフラが次世代の情報インフラ
（車載システムが重要な移動体端末として機能）（車載システムが重要な移動体端末として機能）

医療機関

公的ライブラリ
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携帯電話

スマホ例 （Wide-IO適用例ではないが）

Wide-IO(x512) DRAM

ハンドヘルド・薄型PC

４積層x32 DDR3 DRAM

ネットワークインフラ

薄型PC例 （Ultrabook）

Hybrid Memory Cube

サーバ例

3D/TSV3D/TSV応用製品開発はこうした動向に沿う応用製品開発はこうした動向に沿う

携帯電話ハンドヘルド・薄型PC ネットワークインフラ
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Kc412.294bp-3d roadmap

3D TSV IMPLEMENTATION ROADMAP
2008-2009

2011-2013
2015-2017Early adoption  of via-last

     -   Image sensors
     -   MEMS (Lids)
     -   RF/SiP
 Limited production of 

via-
     -   DRAM (Stack)
     -   Logic/Memory

Volume production of 
silicon interposers
(2.5D)
 

middle

Volume production of 
via-last

 

Early adoption/
samples using via-
   -   Logic/Memory
   -   DRAM stacks
 

middle

Low volume production of 
silicon interposers (2.5D)
 

Demonstration of via-middle
     -   DRAM

 Very early production of 
face-to-face without TSV

3D/TSV3D/TSV適用製品の展開適用製品の展開
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2D/2.5D/3D2D/2.5D/3D化とエネルギー効率化とエネルギー効率

2D2.5D3D

PE  = CV2/2

エネルギー効率を計算することで、2D/2.5D/3D等の

構造に対応した電力とバンド幅の比較が可能
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エネルギー効率エネルギー効率(PE: J/bit)(PE: J/bit)を、試算・比較を、試算・比較

Parameter 3D 2.5D 2D
C (pF) 0.7 6.0 20.0
Vdd(V) 1.20 1.20 1.35

PE(pJ/bit) 0.5 4.3 18.2

高バンド幅化と低消費電力化とを両立させるためには、
三次元積層構造化（TSVを用いた3D化）が非常に有効な手段

高バンド幅化と低消費電力化とを両立させるためには、
三次元積層構造化（TSVを用いた3D化）が非常に有効な手段

PE  = CV2/2 (J/bit)

2D2.5D3D
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消
費
電
力
（
バ
ス
部
の
み
）

(W)

バンド幅(GB/sec)

2D
2.5D

3D

グラフのパラメータ

Parameter 3D 2.5D 2D
C (pF) 0.7 6.0 20.0
Vdd(V) 1.20 1.20 1.35

PE(pJ/bit) 0.5 4.3 18.2

100G~1TB/secを数Wで実現するのは
3D構造のみ

100G~1TB/secを数Wで実現するのは
3D構造のみ

バンド幅と消費電力比較（バンド幅と消費電力比較（2D/2.5D/3D2D/2.5D/3D））

JEDEC
Wide I/O
DRAM

ASET
4k-I/O

SiP

PE=0.5 pJ/bit

PE=4.3 pJ/bit

PE=18.2 pJ/bit
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Agenda

２．ASETにおける3D/TSV技術開発の目的と体制
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ドリームチップドリームチップ プロジェクトの目的プロジェクトの目的

基礎研究

1999-2003  TSV形成・三次元積層
2004-2006 積層メモリ開発（8積層）
2007         Via-Last, 300mmウエハ

2008-2012

ドリームチップ・プロジェクト
ヘテロ積層品性能確認
設計・製造基準策定

（ASET）

今後：実用化・量産化の為の技術開発

三次元積層構造品の性能確認と課題の明確化

2007

2008

2012

年度
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Sensor Network対応システム

多様な機能を積層するヘテロジーニアスな構造
に対応した三次元積層技術

R&D Challenges

プロセス開発
Via-Last

D2D/W2W (Sn-Cu, Cu-Cu)
Design Rules (KOZ, EM, etc.)

高密度実装
RF-MEMS
System

車載用（In-Dash）
System

高バンド幅
データ処理
システム

Sensor NetworkSensor Network対応機器の開発課題対応機器の開発課題
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2011 2012 2013 2014 2015 2016

シ
ス
テ
ム
機
能
・性
能

モバイル用
情報処理システム

Wide IO DRAM
搭載システム
(12GB/sec)

モバイル用
情報処理システム

超Wide IO DRAM
搭載システム
(100GB/sec)

車載用
デジアナ混載
画像システム

(3D認識)
車載システム

大規模情報処理
システム

ASET ドリームチップ プロジェクトのターゲット

車載システム

大規模情報処理
システム

製品化進行中

マルチバンド
高密度

RFシステム

三次元化
RFシステム

三次元化
RFシステム
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超ワイドバスSiP
（メモリ＋ロジック）

デジアナ混載3D
（車載用画像処理）

ヘテロジーニアス3D
(MEMS)

熱・積層接合 薄ウエハ

超多ピン設計・実装
動作ノイズ低減
DFT・不良置換

センサー＋信号処理
多電源品質

インターポーザ活用

非Si系三次元実装

高周波信号処理

Via-LastとW2W積層
積層用回路TEG群

高速信号伝送系構築

10m厚ウエハ処理技術
薄化による特性変動評価

積層構造の熱・応力評価技術
超微細バンプ接合技術

Sensor Network 対応機器

超小型・薄化 多機能・高性能

低消費電力・高信頼性

超小型・薄化 多機能・高性能

低消費電力・高信頼性

これらの要素技術を組み合わせることで

超小型・多機能・低消費電力の

システム対応機器を、適切なコストと

適切なタイミングで市場に提供できる

Sensor Network 対応機器

3Dインテグレーション
(回路・プロセス）

開発は要素技術毎の開発は要素技術毎のWGWGの協力体制で推進の協力体制で推進

設計環境

テスト技術

H22年度で終了

H22年度で終了
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目標のベンチマーキング目標のベンチマーキング

100GB/secの信号伝送能力を実現する手段の確立

・超ワイドバス（4k-IO）をもつメモリ・Siインターポーザ・ロジックSiPの設計・試作・評価⇒世界初

・メモリとロジック積層システムのテスト技術
・電源品質・信号品質確保手段の検討・試作・評価
・三次元化後のテスト技術組み込みと不良接合置換技術⇒4k-IOを対象としたものは世界初

車載用画像認識システムの開発

3バンド対応の三次元化MEMSシステム開発

・CIS/CDS(correlated double sampler )/ADC/Interface-Chip/Siインターポーザ

を積層した高度なアナログ・デジタル混載三次元システムの設計・試作・評価⇒世界最高水準
・電源品質確保手段として高容量TSVのDeCap活用

・RFシステムに特化した小型化・高密度実装のための要素技術開発⇒世界最小レベル
－ 高密度三次元実装に対応する 高誘電率・抵抗内臓・高密度配線LTCC基板技術
－ 小型・高信頼性MEMSスイッチ技術
－ MEMSスイッチによる小型・多バンドアンテナ素子技術

デモンストレータ開発

超ワイドバスSiP WG

デジアナ混載 WG

ヘテロジーニアス WG

19



March, 2013 ASET (Association of Super-Advanced Electronics Technologies)

・超微細ピッチ マイクロバンプ間接続技術開発
－ 10mピッチ マイクロバンプ接続
－ 位置合わせ精度・実装コスト低減⇒W2W積層技術開発

超小型実装を実現する要素技術の開発

TSV形成技術・積層技術の開発

・多様な素子形成後のウエハで対応できる貫通電極形成技術開発
－ Via-Last TSV形成技術開発

積層対象となる各種回路要素TEGの設計・試作・評価

W2Wでの3積層化＋Via-Last TSV形成技術開発⇒世界初

W2Wでの3積層化を前提とした
TEGシャトル搭載TEG設計・評価⇒世界最高水準

３Dインテグ（プロセス） WG

３Dインテグ（回路） WG

要素技術開発

目標のベンチマーキング目標のベンチマーキング
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評価技術開発

・TSV・三次元積層構造化による特性への影響評価

・熱・応力の予測・測定（車載環境を想定）⇒放熱手段の選定

ウエハ薄化と三次元集積化による影響評価

・ウエハ薄化処理技術開発
－ 薄化10m厚・厚さバラつき制御・ダイシング技術

・ウエハ薄化による特性変動の解析・評価

次世代三次元集積化のための評価解析技術の研究開発

・三次元構造でのチップ内温度を、2つの異なる発熱条件で、

実測とシミュレーション相関を確認⇒世界初
・定常状態から過渡応答へのモデル化を進め様々な三次元構造での

熱特性確認と対応する冷却システムの選定を可能とする
・微小接合部を含めた三次元積層のモデルでの、接合部応力の

Cu結晶方位依存性確認⇒世界初
・3次元積層構造の熱応力信頼性の検証

・300mmウエハ10m厚の薄化加工に加え、
その厚さバラつき(TTV)を0.4mまで改善⇒世界最高水準

・TSV付200mm/300mmウエハの10m薄化と
TTV 1m以下の加工技術を目指す⇒世界最高水準

薄ウエハ WG

熱・積層接合 WG

目標のベンチマーキング目標のベンチマーキング
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ASET ドリームチップPJ メンバー

RENESASRENESAS HITACHIHITACHI

FUJITSUFUJITSUELPIDAELPIDA ROHMROHM

DENSODENSO

SHINKOSHINKO

TOPPANTOPPAN

IBM ResearchIBM Research--TokyoTokyo

IBIDENIBIDEN

東京大学東京大学

京都大学京都大学

東北大学東北大学

神戸大学神戸大学

富山県立大学富山県立大学

明星大学明星大学

芝浦工業大学芝浦工業大学

産総研産総研

東京工業大学東京工業大学
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Agenda

３．海外の研究開発動向との比較
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0
1
2
3
4
5

Memory

Analog

RF

MEOL

BEOL

DfT

thermal

Stress

Metrology

Standards

HMCC
Sematech
CSNE
Georgia Tech
IZM
LETI
IMEC
ASET
KAIST
ITRI
ASTRI
IME

世界各国の研究機関の世界各国の研究機関の2.5D/3D2.5D/3D開発活動開発活動 比較比較
(Prismark(Prismark社調査）社調査）
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中国
・製造装置と薬液の内製化
・産学連携での開発本格化

米国
・統合設計環境重視
・液冷技術開発に着手
・3D+Si‐Photonics開発強化

欧州
・2.5Dから3D開発にシフト
・Si‐Photonics組込

シンガポール
・製造装置メーカ研究参画招致
・産学連携での開発本格化
・光伝送機能の開発組込み

台湾
・TSMCがBEOL取り込み

産学連携・研究機関の動向産学連携・研究機関の動向 （地域別）（地域別）
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システムメーカ （設計体系整備へ）

設計環境の整備（EDAツールメーカ・ATEメーカと連携）
・Path Finding (Partitioning)
・PI/SI
・熱・応力

Foundry/OSATへの発注仕様標準化

Foundry/OSAT （サプライチェーン案の絞り込み）

TSV/積層技術（第1世代）の構築最終段階
Process Design Kit (PDK)の整備

コスト低減・信頼性改善

製造装置メーカ （1-stopショップ化に企業買収）

TSV/積層技術（第1世代）のサプライヤ囲い込み
コスト低減（目標20%低減）

検査装置メーカ （従来技術の限界見極め）

中間工程・後工程でのテスト戦略構築
新技術（非破壊）の模索

残る共通課題

ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ構築
品質保証体系構築
コスト大幅低減
不良解析技術確立

TSVTSVを用いたを用いた2.5D2.5D・・3D3D技術開発の動向技術開発の動向 （メーカ別）（メーカ別）
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Agenda

４．外部発表・特許成果
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H20 H21 H22 H23 H24 計

論文投稿 0 1 5 5 2 13件

学会発表 4 44 62 71 62 243件

その他発表 9 2 4 6 14 35件

受賞実績 0 0 0 1 1 2件

特許出願 5 21 13 19 20 78件

平成 25年 2月 28日 現在

外部発表、特許出願等の実績
28
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外部発表の実績（1）

No 発表日 発表先（学会等） 発表タイトル 発表者 研究室

1 2008.05.16 Tech on! セミナー「MEMS International 
2008」

３次元LSIの研究開発最新動向： 次の10年に向かって 嘉田 守弘 研究部

2 2008.06.08 2009 IEEE Semiconductor Wafer Test 
Workshop

A Challenge of 150k Probes on 300mm Satoshi Sasaki, 
Yoshiro Nakata

チップテスト

3 2008.06.16 IEEE-CPMT Society日本支部 ウェーハーレベルバーインの現状と動向 中田 義朗 チップテスト

4 2008.08 電子ジャーナル ＡＳＥＴにおける３Ｄ－ＬＳＩの開発動向と今後の展望 嘉田 守弘 研究部

5 2008.09.01 第5回信頼性フォーラム（日経マイクロ
デバイス）

貫通電極を使った次世代LSI積層技術とその信頼性 元吉 真 共通基盤

6 2008.11.03 2008 IEEE Asian Solid State Circuit 
Conference

500Mbos,670qW/pin coupled Receiver with self Reset 
Scheme for Wireless Connectors

Katsuyuki Ikeuchi
（東京大学）, 
Hideki Kusamitsu, 
et al.

チップテスト
（東京大学と共
同発表）

7 2008.11 日経マイクロデバイス 日本のLSIを強くする3次元積層の基盤技術を開発 嘉田 守弘 研究部

8 2008.11.12 科学技術・研究開発の国際比較09
（JST 科学技術振興機構）

科学技術・研究開発の国際比較09 実装技術 嘉田 守弘 研究部

9 2008.12.04 Semicon Japan2008 IPSS
（International Packaging Strategy 
Symposium）

ASETが描く世界をリードする三次元集積化技術 嘉田 守弘 研究部

10 2009.01.20 電子ジャーナル ASET 多機能3次元集積化技術の開発動向と今後の展
望

小林 治文 集積化基盤
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外部発表の実績（2）

No 発表日 発表先（学会等） 発表タイトル 発表者 研究室

11 2009.01.30 半導体パッケージング技術展 専門技
術セミナー

TSV技術のメモリ適用例と最新TSV技術 三橋 敏郎 集積化基盤

12 2009.03.17 電子情報通信学会 2009年総合大会 非接触コネクタ向け受信回路の検討 池内 克之（東京
大学）、草光 秀
樹、他

チップテスト
（東京大学と共
同発表）

13 2009.06.04 JIEP 最先端実装セミナー（エレクトロニ
クス実装学会）

我が国の三次元集積化技術の開発動向と展望 嘉田守宏 研究部

14 2009.06.07 IEEE Semiconductor Wafer Test 
Workshop

A Challenge of 150K Probes on 300mm 佐々木敏、他 チップテスト

15 2009.07.13 Semicon West2009 Development of Functionally Innovative 3D-Intefrated 
Circuit(Dream Chip) Technology

Morihiro Kada
（代：山田文明）

研究部

16 2009.07.14 第57回 東京工業大学精密工学研究所
シンポジウム「第一回 集積化MEMS技
術研究ワークショップ

RF MEMSの開発動向 上田、島内、中谷、
ミイ、中澤

RF-MEMS

17 2009.07.30 第154委員会 設立20周年記念シンポ
ジウム（学術振興会）

電子デバイス3Dインテグレーションの展望 嘉田守宏 研究部

18 2009.08.10 平成２１年度第１回マルチメディア研究
会（情報通信学会 関西支部）

我が国の三次元集積化技術の開発動向と展望 嘉田守宏 研究部

19 2009.09.28
-30

3DIC(3D-SIC) Development on Functionally Innovative 3D-Integrated 
Circuit (Dream Chip) Technology

Morihiro Kada  研究部

20 2009.09.28
-30

3DIC(3D-SIC) Thermal resistance measurements of interconnections 
for a three-dimensional (3D) chip stack

Keiji Matsumoto, 
et al.

集積化基盤
/熱・積層接合

30



March, 2013 ASET (Association of Super-Advanced Electronics Technologies)

外部発表の実績（3）
No 発表日 発表先（学会等） 発表タイトル 発表者 研究室

21 2009.09.28
-30

3DIC(3D-SIC) Development of wafer thinning, dicing and pick-up 
technology for thin wafer

Chuichi Miyazaki, 
et al.

集積化基盤
/薄ウェハ

22 2009.09.28
-30

3DIC(3D-SIC) Advanced 3D Chip Stack using Pre-applied Inter Chip 
Fill

Akihiro Horibe, et 
al.

集積化基盤
/熱・積層接合

23 2009.09.28
-30

3DIC(3D-SIC) Ultra-Low Impedance Evaluation System of Wide Band 
Frequency for Power Distribution Network of 
Decoupling Capacitor Embedded Substrates

K. Kikuchi(AIST), 
K. Takemura, C.
Ueda (明星大), T.
Sudo（芝浦工大）, 
et al.

集積化基盤
/ＩＰ（産総研、
明星大、芝浦
工大と共同）

24 2009.09.28
-30

3DIC(3D-SIC) SrTiO3-Capacitor-Embedded Si Interposers for 3D 
Integration

Takemura, Ueda
（明星大）, Sudo
（芝浦工大）, 
Kikuchi（AIST）etal

集積化基盤
/IP（産総研、明
星大芝浦工大
と共同）

25 2009.09.28
-30

3DIC(3D-SIC) 10um Fine Pitch Cu/Sn Micro-Bumps for 3D Super-
Chip Stack

Uki Ohara (東北
大), Katsuyuki 
Sakuma, et al. 

集積化基盤/
熱・積層接合
(東北大と共同)

26 2009.10.01 16th Annual KGD Packaging and Test 
Workshop

Full Wafer Level Test and Burn-in Probe with 
Capacitive Coupling 

Yohihiro 
Nakata,et al.

チップテスト

27 2009.10.19 18th Conference on Electrical 
Performance of Electronic Packaging 
and Systems(EPEPS2009)

Low-Impedance Power Distribution Network of 
Decoupling Capacitor Embedded Interposers for 3D-
Integrated LSI System

Kikuchi(AIST),Bab
a Ueda（明星大）, 
Sudo（芝浦工大）, 
et al.

集積化基盤
/IP（産総研、芝
浦工大、明星
大と共同発表）

28 2009.10.19 Advanced Metallization Conference 
2009: 19th Asian Session
(ADMETA2009)WS

三次元集積化技術の最近の開発動向と展望 嘉田守宏 研究部

29 2009.11 半導体技術年鑑 2010 「ドリームチップ」に向けTSVの高性能化を追求 シミュ
レータ，プローバなど周辺技術も開発

嘉田守宏 研究部

30 2009.12.3 Material Research Society Fall Meeting 
2009

Pre-applied Inter Chip Fill Material and Process for 
Advanced 3D Chip Stack

Akihiro Horibe, et 
al.

集積化基盤
/熱・積層接合

31
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No 発表日 発表先（学会等） 発表タイトル 発表者 研究室

31 2010.02.02 Mate2010 三次元集積化技術の展望とドリームチップ技術開発 嘉田守宏 研究部

32 2010.02.09 International Solid-State Circuits 
Conference2010(ISSCC2010)

Capacitively Coupled Non-Contact Probing Circuits for 
Membrane-Based Wafer-Level Simultaneous Testing

Mutsuo Daito、
Katsuyuki Ikeuchi
（東京大）, et al.

チップテスト、
（東京大学と共
同発表）

33 2010.02.21 Semi-Therm 26 (26th Annual Thermal 
Measurement, Modeling and Mgt. 
Sympo)

Investigations of cooling solutions for a three-
dimensional (3D) chip stack

Keiji Matsumoto, 
et al.

集積化基盤
/熱・積層接合

34 2010.03.10 第24回 エレクトロニクス実装学会春季
講演大会

三次元集積化へ向けたSrTiO3薄膜キャパシタのイン
ピーダンス特性

竹村浩一、菊地克
弥（産総研）、上田
千寿（明星大）、他

集積化基盤
/IP（産総研、明
星大と共同）

35 2010.03.10 第24回 エレクトロニクス実装学会春季
講演大会

超低インピーダンスアナライザを用いたキャパシタ内蔵
インターポーザの電源プレーン評価

菊地(AIST)、竹村、
上田（明星大）、須
藤（芝浦工大）他

集積化基盤/IP
(AIST,明星大,
芝浦工大と共
同)

36 2010.03.12 DATE 2010 Workshop on 3D 
Integration

New Circuit and Electro-Mageetic Simulation System 
for 3D LSI

Hideyuki Aoki, et 
al.

設計環境

37 2010.03.19 2010年（平成22年）春季 第57回 応用
物理学関係連合講演会

信頼度面から見たTSV技術 武田 健一 フレックスチッ
プ

38 2010.03.19 2010 信学総大（電子情報通信学会 総
合大会）

MEMSスイッチを利用した無線端末用周波数可変アンテ
ナ

山ヶ城 尚志、古
賀 洋平

RF-MEMS

39 2010.03.19 2010 信学総大（電子情報通信学会 総
合大会）

整合素子を装荷した低姿勢小形広帯域アンテナ 古賀 洋平、山ヶ
城 尚志

RF-MEMS

40 2010.04.14 The 4th European Conference on 
Antennas & Propagation (EuCAP 2010)

Reconfigurable Printed Antenna for a Wideband Tuning M. G. S. Hossain、
Takashi Yamagajo

RF-MEMS
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No 発表日 発表先（学会等） 発表タイトル 発表者 研究室

41 2010.05.12 ICEP2010 （International Conference 
on Electronics Packaging）

Prospect for Development on 3D-Integration 
Technology and R&D result of Functionally Innovative 
3D-Integrated Circuit (Dream Chip) Technology in 
FY2009

Morihiro Kada 研究部

42 2010.05.25 筑波研究学園都市記者会、経済産業
記者会、経済産業省新聞記者会ペンク
ラブ

超広帯域・超低インピーダンス電子回路の評価システム
を開発
－ 消費電力が極めて少ない電子回路の電源インピーダ
ンス設計・評価が可能 －

嘉田、馬場、
菊地（産総研）、大
塚（明星大）、須藤
（芝浦工大）、他

研究部、集積
化基盤/IP（産
総研、明星大、
芝浦工大と共
同）

43 2010.05.27 Jisso International Council (JIC) #11 3D-Integration Technology with TSV  -Dream Chip- Junichi Umegaki 研究部

44 2010.06.01 SEMI Forum Japan  TSV／3次元実装
セミナー － 多層配線／JISSOジョイン
ト企画 －

我が国の三次元集積化技術の開発動向と展望 嘉田 守宏 研究部

45 2010.06.03 JIEP 最先端実装セミナー 三次元集積化技術の研究開発動向と展望2010 嘉田 守宏 研究部

46 2010.06.04 IEEE 60th Electronic Components and 
Technology Conference

Low-Impedance Evaluation of Power Distribution 
Network for Decoupling Capacitor Embedded 
Interposers of 3-D Integrated LSI System

K. Kikuchi (AIST), 
C. Ueda（明星大）, 
K. Takemura et al.

集積化基盤
/IP（AIST、明
星大と共同発
表）

47 2010.06.09 化学工学会反応工学部会CVD 反応分
科会主催ミニシンポジウム

－３次元実装の要素プロセス技術－

3次元集積化技術の開発動向と展望 嘉田 守宏 研究部

48 2010.06.14 VLSI Symposium Low Voltage Swing Transmission Circuit with Dummy 
Line for TSV Interconnect of 3D Integration

Futoshi Furuta, et 
al.

フレックスチッ
プ

49 2010.07.21 電子情報通信学会 第23回シリコンア
ナログRF研究会

3次元LSIデバイス積層技術に向けた電源ネットワークの
広帯域インピーダンス測定評価技術

青柳昌宏（AIST）、
菊地克弥（産総
研）、竹村浩一他

集積化基盤
/IP（産総研と
共同発表）

50 2010.08.18 International Symposium on Low 
Power Electronics and Design 2010 

Hierarchical 3D Interconnection Architecture with 
Tightly –Coupled Process-Memory Stacking for Low 

Power Many-Core LSI 

Kiyoto Ito, et al. フレックスチッ
プ



March, 2013 ASET (Association of Super-Advanced Electronics Technologies)

外部発表の実績（6）
34

No 発表日 発表先（学会等） 発表タイトル 発表者 研究室

51 2010.08.25 The IEEE CPMT Symposium Japan 
2010 (ICSJ 2010)

Development of high accuracy wafer thinning and 
pickup technology for thin wafer(die)

Chuichi Miyazaki, 
et al.

集積化基盤
/薄ウェハ

52 2010.09.10 エレクトロニクス実装学会 第20回マイ
クロエレクトロニクスシンポジウム

超広帯域・超低インピーダンス評価技術を用いたキャパ
シタ内蔵インターポーザの電源ネットワーク評価

菊地克弥（AIST）、
上田千寿（明星
大）、竹村浩一、
他

集積化基盤
/IP（産総研、明
星大と共同）

53 2010.09.14 2010年秋季 第71回 応用物理学会学
術講演会

高密度TSVを持つ3次元積層チップとその信頼性に関す
る検討

堀部 晃啓 集積化基盤
/熱・積層接合

54 2010.09.14 電子情報通信学会ソサイエティ大会 MEMSスイッチを搭載した端末用周波数可変アンテナ 古賀 洋平、山ヶ
城 尚志

RF MEMS

55 2010.09.14 電子情報通信学会ソサイエティ大会 RF-MEMSを使用したチューナブルLNAモジュール 中村 道春、児島
正和（富士通）

RF MEMS
（富士通との共
同発表）

56 2010.09.14 電子情報通信学会ソサイエティ大会 RF-MEMSを使用した複数周波数対応フロントエンド 中村 道春、青木
信久（富士通）

RF MEMS
（富士通との共
同発表）

57 12010.09.1
5

6th Annual SEMATECH Symposium 
Japan 2010

Updated Results of R&D on Functionally Innovative
3D-Integrated Circuit (Dream Chip) Technology in 
FY2009

Morihiro Kada 研究部

58 2010.09.20 IEEE 2010 Custom Integrated Circuits 
Conference

A 15Gb/s 7mW Capacitive Coupling Interface Using 
Parallel Termination and Glitch Signaling for Wireless 
Wafer-Level Testing Systems

Mutsuo Daito,
Katsuyuki Ikeuchi
（東京大）, et al.

チップテスト
（東京大学と共
同発表）

59 2010.10.14 IEICE Transactions on Electronics 1Gb/s, 50μm x 50μm Pads on Board Wireless 
Connector based on Track-and-Charge Scheme 
Allowing Contacted Signaling

Hideki Kusamitsu, 
Katsuyuki Ikeuchi
（東京大学）, et al.

チップテスト
（東京大学と共
同発表）

60 2010.10.20 IMPACT 2010 5th International 
Microsystems, Packaging, Assembly 
and Circuits Technology

Updated Results of R&D on Functionally Innovative
3D-Integrated Circuit (Dream Chip) Technology in 
FY2009

Morihiro Kada 研究部
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61 2010.10.22 Advanced Metallization Conference 
2010: 20th Asian Session

Updated Results of R&D on Functionally Innovative
3D-Integrated Circuit (Dream Chip) Technology in 
FY2009

Morihiro Kada 研究部

62 2010.10.22 Advanced Metallization Conference 
2010: 20th Asian Session

TSV Requirements for 3D Reconfigurable Chip (3D 
FlexChip)

Kenichi Takeda, 
et al.

フレックスチッ
プ

63 2010.10.22 エレクトロニクス実装学会 第２回 シ
ステムインテグレーション実装技術研
究会公開研究会

TSVを用いた三次元実装技術 朴澤 一幸 フレックスチッ
プ

64 2010.10.25 12th International Conference on 
Electronics Materials and Packaging
(EMAP 2010)

Thermal stresses around through silicon vias in 3D SiP Keiji Matsumoto, 
Takahiro 
Kinoshita（富山県
大）, et al.

集積化基盤/熱
・積層接合（富
山県大と共同）

65 2010.10.28 エレクトロニクス実装学会 2010ワーク
ショップ

三次元集積システム用デカップリング・キャパシタ内蔵イ
ンターポーザと電源ネットワークの超低インピーダンス評
価技術

菊地 克弥（産総
研）、竹村 浩一

集積化基盤
/IP（産総研と
共同発表）

66 2010.10.28 エレクトロニクス実装学会 2010ワーク
ショップ

KGD獲得の為のウエハ一括非接触プローブ技術 草光 秀樹、他 チップテスト

67 2010.10.31 日本機械学会 熱工学コンファレンス
2010

蒸発潜熱冷却を用いた15kW発熱する300mm半導体
ウェーハの温調装置開発

中田 義朗、涌井
正幸（オリオン機
械）、他

チップテスト
（オリオン機械
と共同発表）

68 2010.11 日経エレクトロニクス 半導体技術年鑑
2011

三次元集積化技術動向とドリームチップ技術開発プロ
ジェクトの最新研究開発成果

嘉田 守宏 研究部

69 2010.11.15 The IEEE Journal of Solid-State 
Circuits

Capacitively Coupled Non-Contact Probing Circuits for 
Membrane-based Wafer-Level Simultaneous Testing

Mutsuo Daito,
Takayasu Sakurai
（東京大学）, et al.

チップテスト
（東京大学と共
同発表）

70 2010.11.16 IEEE International 3D System 
Integration Conference

Wafer-Level Hybrid Bonding Technology with 
Copper/Polymer Co-planarization

Mayu Aoki, et al. フレックスチッ
プ
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71 2010.11.16 IEEE International 3D System 
Integration Conference

Hierarchical 3D Interconnection Architecture with 
Tightly-Coupled Processor-Memory Integration

K. Itou, H. Mizuno 
（日立製作所）, et 
al.

フレックスチッ
プ

72 2010.11.16 IEEE International 3D System 
Integration Conference

High Density 3D Integrated Chip Assembled by Stack 
Joining Process

Akihiro Horibe, et 
al.

集積化基盤
/熱・積層接合

73 2010.11.16 IEEE International 3D System 
Integration Conference

A High-Speed, Low-Power Capacitive-Coupling 
Transceiver for Wireless Wafer-Level Testing Systems

Mutsuo Daito,
Takayasu Sakurai
（東京大学）, et al.

チップテスト
（東京大と共同
発表）

74 2010.11.16 IEEE International 3D System 
Integration Conference

3D Stacked Buck Converter with 15µm Thick Spiral 

Inductor on Silicon Interposer for Fine-Grain Power-
Supply Voltage Control in SiP's

Koichi Ishida（東
京大学）, Koichi 
Takemura et al.

集積化基盤
/IP（東京大学
と共同発表）

75 2010.11.16 IEEE International 3D System 
Integration Conference

A Block-Parallel Signal Processing System for CMOS 
Image Sensor with Three-Dimensional Structure

H. Kobayashi, 
K. Kiyoyama（東北
大学）, et al.

集積化基盤
（東北大学と共
同発表）

76 2010.11.16 IEEE International 3D System 
Integration Conference

Impact of Microbump Induced Stress in Thinned 3D-
LSIs after Wafer Bonding

F. Yamada, M. 
Murugesan（東北
大学）, et al.

集積化基盤/熱
・積層接合（東
北大学と共同）

77 2010.11.17 IEEE International 3D System 
Integration Conference

3D R&D Technology for the future voyage in Japan Kenzo Inagaki ASET

78 2010.11.17 IEEE International 3D System 
Integration Conference

Development of high accuracy wafer thinning and  
pickup technology for thin wafer

Chuichi Miyazaki, 
et al.

集積化基盤
/薄ウェハ

79 2010.11.22 電気学会 電子回路研究会 「高機能
電子機器を実現する要素技術と実装技
術の融合」

3次元積層チップの熱特性の評価 松本 圭司、他 集積化基盤
/熱・積層接合

80 2010.12 エレクトロニクス実装学会 Transactions 
of The Japan Institute of Electronics 
Packaging

Reduction of Thermal Resistance for Chip Test 
Technology by Using Super Thermal Conductivity 
Material

中田、畠山（富山
県大）、富村（熊本
大）、他

チップテスト
（富山県大、熊
本大と共同）
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81 2010.12.08 IEEE Electronics Packaging 
Technology Conference 2010

Thermal resistance evaluation of a three-dimensional 
(3D) chip stack

松本 圭司、他 集積化基盤
/熱・積層接合

82 2011.01.19 SMTA 2011 Pan Pacific 
Microelectronics Symposium

Development of accurate wafer thinning, low stress die 
separation and handling technology

Chuichi Miyazaki, 
et al.

集積化基盤
/薄ウェハ

83 2011.01.21 12th IC Packaging Technology Expo 
ICP 「半導体パッケージング技術展
専門技術セミナー」

Prospect for Micro-bonding and 3D Integration 
technology
微細接合と三次元集積化技術の開発動向

嘉田 守宏 研究部

84 2011.02.04 第17回「エレクトロニクスにおけるマイク
ロ接合・実装技術」シンポジウム
（Mate2011）

実測とシミュレーションとを用いた3次元積層チップの熱
抵抗の解析

松本 圭司、他 集積化基盤
/熱・積層接合

85 2011.02.04 第17回「エレクトロニクスにおけるマイク
ロ接合・実装技術」シンポジウム
（Mate2011）

三次元積層半導体チップにおける微細金属接合部の応
力シミュレーション

木下、川上（富山
県大）、松本、小
原嘉田守宏、他

集積化基盤
/IP（富山県立
大学と共同発
表）

86 2011.02.20 IEEE International Solid-State 
Circuits Conference 2011

Capacitively-Coupled Interface Insensitive to 
Power/Ground Fluctuations

大東睦夫、桜井貴
康（東京大学）、他

チップテスト
（東京大と共同
発表）

87 2011.03.05 日本機械学会北陸信越支部 第48期
総会・講演会

三次元積層半導体チップにおける微細構造領域の力学
的変形

若松、木下、（富
山県大）、松本、
山田嘉田、他

集積化基盤/IP
（産総研、明星
大と共同発表）

88 2011.03.09 エレクトロニクス実装学会 春季講演大
会

三次元LSI集積化へ向けたキャパシタ内蔵インターポー
ザの電源インピーダンス評価

菊地克弥（AIST）、
秋山豊（明星大
学）、島倉啓、他

集積化基盤
/IP（AIST、明
星大と共同発
表）

89 2011.03.23 27th Annual Thermal Measurement, 
Modeling and Management Symposium 
(Semi-Therm 27)

Experimental thermal resistance evaluation of a three-
dimensional (3D) chip stack

Keiji Matsumoto, 
et al.

集積化基盤
/熱・積層接合

90 2011.04.14 International Conference on Electronic 
Packaging (ICEP 2011)

Si Interposers with Thick Spiral Inductors for 3D 
Stacked Buck Converters

K. Takemura, 
K. Ishida(東京大), 
et al.

集積化基盤
/デジアナ混載
（東京大と共同
）
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91 2011.04.15 International Conference on Electronic 
Packaging (ICEP 2011)

Effect of PDN Impedance Change on Gbps Signal 
Propagation Using Decoupling Capacitor Embedded 
Interposer for 3D-Integrated LSI System

K. Kikuchi(AIST), 
Y. Akiyama(明星
大), K. Takemura, 
et al.

集積化基盤/デ
ジアナ(明星
大,AISTと共
同）

92 2011.04.14 International Conference on Electronic 
Packaging (ICEP 2011)

High Density 3D Chip Integration Process A. Horibe, et al. 集積化基盤/
熱・積層、実証
プロセス

93 2011.05.31 SEMI Forum Japan 2011 TSVを用いたウェハレベル三次元集積化技術 武田 健一 集積化基盤
/3Dインテグ

94 2011.06.07 IEEE 2011 International Microwave 
Symposium (IMS 2011)

Miniaturized Microwave Tunable Bandpass Filters on 
High-k LTCC with Integrated Resistive Vias as Bias-T

X. Mi, et al. 集積化基盤/ヘ
テロ

95 2011.06.14 2011 Symposium on VLSI Circuits 56Gbps/mm2 Capacitively Coupled Interface, 2.2-Times 
More Robust to Noise using Enhanced Power-Signal 
Coupling for Wafer-Level Testing

Mutsuo Daito,
Katsuyuki Ikeuchi
（東京大学）, et al.

旧チップテスト
（東京大学と共
同発表）

96 2011.07.06 InterPACK 2011 Thermal stresses of through silicon vias and Si chips in 
3D SiP

T. Kinoshita（富山
県大）、
K. Matsumoto

集積化基盤/
熱・積層(富山
県大と共同)

97 2011.07.15 材料力学カンファレンス（M&M 2011） 三次元積層半導体チップにおけるマイクロバンプの非弾
性応力シミュレーション

木下 貴博（富山
県大）、松本 圭
司、他

集積化基盤/
熱・積層(富山
県大と共同)

98 2011.07.15 材料力学カンファレンス（M&M 2011） 次世代半導体チップにおける微細構造領域の熱伝導特
性と力学的変形特性

若松 剛（富山県
大）、松本 圭司、
他

集積化基盤/
熱・積層(富山
県大と共同)

99 2011.07.20 エレクトロニクス実装学会・システムイ
ンテグレーション実装技術委員会

TSVを用いた三次元集積化技術 武田 健一 集積化基盤
/3Dインテグ

100 2011.08.08 MWSCAS 2011（The 54th International 
Midwest Symposium on Circuits and 
Systems）

Performance Comparison of 2D and 3D FPGAs using
True-3D CAD Tool

T. Matsumura, 
N. Miyamoto（東
北大）

集積化基盤
/3Dインテグ
（東北大と共同
発表）
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101 2011.09.02 第72回応用物理学会学術講演会 チッププロセスによるTSV電極形成 朴澤 一幸、他 集積化基盤
/3Dインテグ

102 2011.09.02 第72回応用物理学会学術講演会 ハイブリッド接合のための樹脂研磨レート制御 青木 真由、他 集積化基盤
/3Dインテグ

103 2011.09.02 第72回応用物理学会学術講演会 3次元積層チップの熱抵抗の解析 松本 圭司、他 集積化基盤/
熱・積層

104 2011.09.09 MES 2011（エレクトロニクス実装学会
第21回 マイクロエレクトロニクスシンポ
ジウム）

三次元集積システムへ向けたキャパシタ内蔵インター
ポーザによる電源ノイズ抑制効果

菊地克弥（産総
研）、秋山豊（明星
大）、島倉啓、他

集積化基盤/IP
（産総研、明星
大と共同発表）

105 2011.09.09 MES 2011（エレクトロニクス実装学会
第21回 マイクロエレクトロニクスシンポ
ジウム）

薄化シリコンチップの接合法 末岡 邦昭、阿部
由之、他

集積化基盤/
熱・積層、薄
ウェハ

106 2011.09.14 IEEE APWC Frequency Reconfigurable Antenna with MEMS 
Switches for Mobile Platforms

T. Yamagajo, et al. 集積化基盤/ヘ
テロ

107 2011.09.29 International Conference on Solid 
State Devices and Materials (SSDM)

Thinning Process Induced Surface Defects in Ultra-
Thin Si Wafer

C. Miyazaki, 
M. Murugesan（東
北大）, et al.

集積化基盤/薄
ウェハ（東北大
と共同発表）

108 2011.09.29 International Conference on Solid 
State Devices and Materials (SSDM)

Impacts of Microbump- Induced Local Bending Stress 
in 3D-LSI

C. Miyazaki, 
H. Kino（東北大）, 
et al.

集積化基盤/薄
ウェハ（東北大
と共同発表）

109 2011.09.30 ICガイドブック 三次元実装技術 ICガイドブック 三次元実装技術 嘉田 守宏 研究部

110 2011.10.12 220th ECS Meeting
(ECS : The Electrochemical Society)

Wafer Test Technology for 3D-Integrated Circuits Y. Nakata 旧 チップテスト
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111 2011.10.12 220th ECS Meeting
(ECS : The Electrochemical Society)

The Performance and Density Advantages of 3D FPGA Nakagawa, Koike
（AIST）, Miyamoto
（東北大）, et al.

集積化基盤/ 
3Dインテグ
（AIST、東北大
と共同）

112 2011.10.12 ISMP 2011（International Simposum on 
Maicro-Electronics Packaging 2011）

Thermal management and chip joining technology for 3D 
integration and an overview of "Dream Chip Project" by 
ASET

F. Yamada, et al. 集積化基盤/
熱・積層

113 2011.10.13 エレクトロニクス実装学会ワークショッ
プ

三次元集積化熱・積層接合技術 堀部 晃啓 集積化基盤/
熱・積層

114 2011.10.13 エレクトロニクス実装学会ワークショッ
プ

三次元集積化プロセス技術 朴澤 一幸 集積化基盤
/3Dインテグ

115 2011.10.13 エレクトロニクス実装学会ワークショッ
プ

超ワイドバス三次元SiP技術 池田 博明 集積化基盤/超
ワイドバス

116 2011.10.18 IMPACT2011(International 
Microsystems, Packaging, Assembly 
and Circuits Technology Conference)

Stresses in 3D SiP with TSV under Steady Thermal 
Loads

K. Matsumoto, 
T. Wakamatsu, et 
al.

集積化基盤/
熱・積層(富山
県大と共同発
表)

117 2011.10.18 IMPACT2011(International 
Microsystems, Packaging, Assembly 
and Circuits Technology Conference)

Stresses in 3D SiP with TSV under Unsteady Thermal 
Loads

K. Matsumoto, 
T. Kinoshita, et al.

集積化基盤/
熱・積層(富山
県大と共同発
表)

118 2011.10.25 エレクトロニクス実装学会 第３回シ
ステムインテグレーション実装技術研
究会

ウェハ積層を用いた三次元集積化技術 武田 健一、
青木 真由

集積化基盤
/3Dインテグ

119 2011.11.17 第１５１回高密度実装技術部会 定例
会

TSVを使った三次元集積化技術の研究開発動向と「ド
リームチッププロジェクト」の研究開発概要

嘉田 守宏 研究部

120 2011.11.28 デザインガイア2011 MEMS Microwave Tunable Filters on High-K LTCC
－Featuring Low insertion Loss and Small Sized－

中澤 文彦、他 集積化基盤/ヘ
テロ
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121 2011.12.01 MWE 2011（MicroWave Workshop & 
Exhibition）

Tunable Filters
－key technology for multi-band communication－

中澤 文彦、他 集積化基盤/ヘ
テロ

122 2011.12.05 IEDM 2011（2011 IEEE International 
Electron Devices Meeting）

High Density 3D LSI Technology Using W/Cu Hybrid 
TSVs

C. Miyazaki, 
M. Murugesan（東
北大）, et al.

集積化基盤/薄
ウェハ（東北大
と共同発表）

123 2011.12.05 The Asia-Pacific Microwave 
Conference 2011

Frequency Tunable Antenna with MEMS Switches for 
Mobile Phone

Y. Koga, 
T. Yamagajo

集積化基盤/ヘ
テロ

124 2011.12.07 The Asia-Pacific Microwave 
Conference 2011

PZT-Actuated Reliable RF-MEMS Switch Using Single 
-Crystal Silicon Asymmetric Beam

T. Nakatani, et al. 集積化基盤/ヘ
テロ

125 2011.12.07 EPTC 2011 (The 13th Electronics 
Packaging Technology Conference)

TSV Diagnostics by X-ray Microscopy K. Sueoka, et al. 集積化基盤/
熱・積層、3Dイ
ンテグ

126 2011.12.08 セミコンジャパン2011 STS（SEMIテクノ
ロジーシンポジウム）

Prospect for Development on 3D-Integration 
Technology employing TSV and R&D overview of ”
Dream Chip Technology Project ” by NEDO/METI

M. Kada, et al. 研究部

127 2011.12.08 半導体産業新聞 セミコンジャパン
2011総合特集

ドリームチップにみるTSVの現状と将来克服すべき課題 嘉田 守宏 研究部

128 2011.12.09 第99回マイクロ接合研究委員会 3D LSIのためのハイブリッドウェハ接合技術 武田 健一、
青木 真由

集積化基盤
/3Dインテグ

129 2011.12.12 EMAP 2011（13th International 
Conference on Electronics Materails 
and Packaging）

Experimental thermal resistance evaluation of a three-
dimensional (3D) chip stack, especially on 
TSV(Through-Silicon-Via)

K. Matsumoto, et 
al.

集積化基盤/
熱・積層

130 2011.12.12 13th International Conference on 
Electronics Materials and Packaging

Feasibility study on 3D SiP with TSV under steady 
thermal loads

T. Wakamatsu（富
山県大）、K. 
Matsumoto, et al.

集積化基盤/
熱・積層(富山
県大と共同発
表)
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131 2011.12.12 13th International Conference on 
Electronics Materials and Packaging

Feasibility study on 3D SiP with TSV under unsteady 
thermal loads

T. Kinoshita（富山
県大）、K. 
Matsumoto, et al.

集積化基盤/
熱・積層(富山
県大と共同発
表)

132 2011.12.13 2011 Electrical Design of Ａｄｖａｎｃｅｄ
Ｐａｃｋａｇｉｎｇ & Systems Symposium

PDN Impedance Modeling of 3D System-in-Package A. Sakai, Y. 
Oizono（芝浦工
大）, et al.

集積化基盤/超
ワイドバス（芝
浦工大と共同）

133 2011.12.14 3-D Architecture for Semiconductor 
Integration and Packaging

R&D Results of Functionally Innovative 3-D-Integrated 
Circuit (Dream Chip) Technology in FY2010

H. Ikeda, et al. 研究部

134 2012.01.31 3DIC 2011 Chip-Level TSV Integration for Rapid Prototyping of 3D 
system LSIs

K. Hozawa, et al. 集積化基盤
/3Dインテグ

135 2012.01.31 3DIC 2011 A 3D Heterogeneous Integration method using LTCC 
wafer for RF Applications

X. Mi, et al. 集積化基盤/ヘ
テロ

136 2012.01.31 3DIC 2011 Void Reduction in Wafer Bonding by Simultaneously 
Formed Ventilation Channels

M. Aoki, et al. 集積化基盤
/3Dインテグ

137 2012.01.31 3DIC 2011 High Density Cu-TSVs and Reliability Issues H. Kobayashi, 
M. Mariappan, et 
al.

集積化基盤（東
北大と共同発
表）

138 2012.01.31 3DIC 2011 Combination between the nonlinear finite element 
analyses and the strain measurement using the digital 
image correlation for a new 3D SIC package

K. Matsumoto, 
T. Ikeda, et al.

集積化基盤/
熱・積層(京都
大学と共同発
表)

139 2012.01.31 3DIC 2011 Frequency Property Influence in the 3D Integration of a 
PZT Actuated MEMS Switch Using a Single Crystal 
Silicon Asymmetric Beam

F. Nakazawa, et al. 集積化基盤/ヘ
テロ

140 2012.01.31 3DIC 2011 Thermal Stress Analysis of Die Stacks  with Fine-Pitch 
IMC interconnections for 3D integration

S. Kohara, et al. 集積化基盤/
熱・積層
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141 2012.01.31 3DIC 2011 Development of High Accuracy Wafer Thinning and 
Pickup Technology for Thin Wafer

K. Kitaichi, et al. 集積化基盤/薄
ウェハ

142 2012.01.31 3DIC 2011 PDN Impedance and SSO Noise Simulation of  3D 
System-in-Package with a Widebus Structure

S. Uchiyama, 
T. Sudo, et al.

集積化基盤/超
ワイドバス（芝
浦工大と共同）

143 2012.01.31 3DIC 2011 6 Tbps/W, 1 Tbps/mm2, 3D Interconnect using 
Adaptive Timing Control and Low Capacitance TSV

F. Furuta, et al. 集積化基盤
/3Dインテグ

144 2012.01.31 3DIC 2011 PDN Impedance Analysis of TSV-Decoupling Capacitor 
Embedded Silicon Interposer for 3D-Integrated CMOS 
Image Sensor System

Kitamura,  Kikuchi 
(AIST), Otsuka(明
星大), et al.

集積化基盤/デ
ジアナ（AIST、
明星大と共同）

145 2012.01.31 3DIC 2011 W/Cu TSVs for 3D-LSI with Minimum Thermo-
Mechanical Stress

H. Kobayashi, 
M. Mariappan, et 
al.

集積化基盤（東
北大と共同発
表）

146 2012.01.31 MATE 2012 (第18回「エレクトロニクス
におけるマイクロ接合・実装技術」シン
ポジウム)

TSV(Through-Silicon-Via)を含めた、3次元積層チップの
熱抵抗解析

松本 圭司、他 集積化基盤/
熱・積層

147 2012.01.31 MATE 2012 (第18回「エレクトロニクス
におけるマイクロ接合・実装技術」シン
ポジウム)

次世代半導体パッケージの応力シミュレーションの効率
化
-六面体要素を用いたパッケージ全体モデリング-

松本 圭司、木下
貴博（富山県大）、
他

集積化基盤/
熱・積層(富山
県大と共同)

148 2012.01.31 MATE 2012 (第18回「エレクトロニクス
におけるマイクロ接合・実装技術」シン
ポジウム)

3次元シリコンチップ積層構造の熱サイクル試験と微細
IMC接合の観察

小原 さゆり、木
下 貴博（富山県
大）、他

集積化基盤/
熱・積層(富山
県大と共同)

149 2012.02.09 Journal of Electronic Packaging Thermal stresses of Through Silicon Vias and Si Chips 
in 3D SiP

T. Kinoshita（富山
県大）, K. 
Matsumoto, et al.

集積化基盤/
熱・積層(富山
県大と共同)

150 2012.03.01 平成23年度 電子SI連絡協議会 立体構造新機能集積回路（ドリームチップ）技術開発
進捗概要

池田 博明 研究部
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151 2012.03. 電子ジャーナル 3DIC 2011開催報告 嘉田 守宏 研究部

152 2012.03.18 SemiTherm（The 28th Annual Thermal 
Measurement, Modeling & Management 
Symposium）

Experimental thermal resistance evaluation of a three-
dimensional (3D) chip stack, including the transient 
measurements

K. Matsumoto, et 
al.

集積化基盤/
熱・積層

153 2012.04.01 IEEE Transactions on Very Large 
Scale Integration (VLSI) Systems

Hybrid 3D Interconnection Architecture for High-
Performance Stacked SoC

K. Ito, M. Saen, 
K. Osada, et al.

集積化基盤
/3Dインテグ

154 2012.04.11 2012 MRS Spring Meeting & Exhibit 3D Heterogeneous Integration using MEMS Devices for 
RF Applications

F. Nakazawa, X. 
Mi, et al.

集積化基盤/ヘ
テロ

155 2012.04.17 International Conference on 
Electronics Packaging 2012 
(ICEP2012)

ASET Developments for the movement after Wide-IO 
DRAM

H. Ikeda 研究部

156 2012.04.19 International Conference on 
Electronics Packaging 2012 
(ICEP2012)

Electrical Characterization of PDN Impedance of 3D 
Stacked SiP with a Widebus Structure

H. Takatani（芝浦
工大）, A. Sakai, 
et al.

集積化基盤/超
ワイドバス（芝
浦工大と共同）

157 2012.04.19 International Conference on 
Electronics Packaging 2012 
(ICEP2012)

Effect of Underfill Properties on Thermomechanical 
Stress in Fine Pitch 3D-IC Package

A. Horibe, 
S. Kohara, et al.

集積化基盤/
熱・積層

158 2012.04.19 International Conference on 
Electronics Packaging 2012 
(ICEP2012)

Development of TSV/3D Memory + Logic SiP with 4k-
IO Interconnects

H. Ikeda, A. Sakai, 
S. Uchiyama, et al.

集積化基盤/超
ワイドバス

159 2012.04.25 ＬＳＩシステムのワークショップ TSVを使った3次元集積化技術の研究開発動向 嘉田 守宏 研究部

160 2012.05.15 日本機械学会 分科会 RC256 ３次元積層パッケージの熱特性について 松本 圭司、末岡
邦昭、他

集積化基盤/
熱・積層
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161 2012.05.23 2012 3rd. IEEE International Workshop 
on Low Temperature Bonding for 3D 
Integration (LTB-3D 2012)

Heterogeneous 3D Stacking Technologies after Memory 
Cubes

H. Ikeda 研究部

162 2012.05.29 Electrinic Components and Technology 
Conference 2012 (ECTC 2012)

Ultralow Impedance Analysis and Evaluation of Power 
Distribution Network for Decoupling Capacitor 
Embedded Interposers of 3-D Integrated LSI System

Kikuchi (AIST), 
Sudo（芝浦工大）, 
Otsuka（明星大）,  
T. Gomyo, et al.

集積化基盤/デ
ジアナ（産総研、
明星大、芝浦
工大と共同）

163 2012.05.29 Electrinic Components and Technology 
Conference 2012 (ECTC 2012)

PDN impedance and noise modeling of 3D SiP with a 
widebus structure

Y. Oizono（芝浦工
大）, A. Sakai, et 
al.

集積化基盤/超
ワイドバス（芝
浦工大と共同）

164 2012.05.29 Electrinic Components and Technology 
Conference 2012 (ECTC 2012)

Locally Induced Stress in Stacked Ultrathin Si wafers: 
XPS and �-Raman study

M. Murugesan（東
北大）, 
H. Kobayashi, et 
al.

集積化基盤/
（東北大と共同
発表）

165 2012.05.29 電子情報通信学会 集積回路研究会 TSVを用いた三次元集積化技術の研究開発動向と低消
費電力化

嘉田 守宏 研究部

166 2012.06.12 2012 Symposium on VLSI Technology 
and Circuits

Demonstration of Inter-chip Data Transmission in a 
Three-dimensional Stacked Chip Fabricated by Chip-
level TSV Integration

K. Hozawa, 
K. W. Lee（東北大
）, et al.

集積化基盤
/3Dインテグ
（東北大と共同
発表）

167 2012.06.14 SEMI Forum Japan (SFJ) 2012
TSV&3次元積層セミナー

三次元集積化技術の最新開発動向と展望2012 嘉田 守宏 研究部

168 2012.06.15 2012最先端実装技術シンポジウム 三次元集積化技術の最新開発動向と展望2012 嘉田 守宏 研究部

169 2012.07.11 熱対策シンポジウム ３次元積層パッケージの熱特性について 松本 圭司、末岡
邦昭、他

集積化基盤/
熱・積層

170 2012.07.12 第４回MEMS実装・パッケージング
フォーラム

RF-MEMSデバイスと ヘテロジーニアス三次元集積化技
術

中澤 文彦、ミイ
シャオユウ、他

集積化基盤/ヘ
テロ
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171 2012.08.01 電子情報通信学会論文誌Ｃ（招待論
文）

MEMS-on-LTCC技術を用いた小型チューナブルフィル
タ

ミイ シャオユウ、
豊田 治、他

集積化基盤/ヘ
テロ

172 2012.08.01 電子ジャーナル「Si貫通電極（TSV）検
査・測定技術★徹底解説」

Si貫通電極（TSV）検査・測定技術 嘉田 守宏 研究部

173 2012.08.29 3DS-ICスタディグループ設立に向けた
ワークショップ

三次元集積化技術の標準化と ASET・ＪＥＩＴＡ・産総研の
共同取り組み

嘉田 守宏 研究部

174 2012.09.05 先進実装技術研究会・公開研究会
（JIEP）

三次元集積化技術の最新開発動向と 『三次元集積化
技術標準化の取り組み』

嘉田 守宏 研究部

175 2012.09.05 先進実装技術研究会・公開研究会
（JIEP）

3Dインテグレーション技術 武田 健一 集積化基盤
/3Dインテグ

176 2012.09.05 先進実装技術研究会・公開研究会
（JIEP）

超ワイドバスSiP三次元集積化技術の研究開発 内山 士郎 集積化基盤/超
ワイドバス

177 2012.09.05 先進実装技術研究会・公開研究会
（JIEP）

ヘテロジーニアス３D技術 中澤 文彦 集積化基盤/ヘ
テロ

178 2012.09.11 第73回応用物理学会学術講演会 同時形成溝によるハイブリッドウエハ接合面のボイド抑
制

青木 真由、
朴澤 一幸、他

集積化基盤
/3Dインテグ

179 2012.09.11 第73回応用物理学会学術講演会 チッププロセスによる積層チップ形成 朴澤 一幸、
青木 真由、他

集積化基盤
/3Dインテグ

180 2012.09.12 International Microelectronics And 
Packaging Society 2012 (IMAPS2012)

Thermomechanical Design for Fine Pitch 3D-IC 
Packages

堀部 晃啓、
小原 さゆり、他

集積化基盤/
熱・積層
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No 発表日 発表先（学会等） 発表タイトル 発表者 研究室

181 2012.09.13 2012年電子情報通信学会 ソサイエ
ティ大会

次世代半導体パッケージの熱応力シミュレーション 木下 貴博（富山
県立大）、松本
圭司、他

集積化基盤/
熱・積層（富山
県立大と共同）

182 2012.09.20 エレクトロニクス実装技術 3次元LSIの車載応用に向けたTSV応用デカップリングコ
ンデンンサ（キャパシタ）

鎌田 忠 集積化基盤/デ
ジアナ混載

183 2012.09.21 M&M2012 材料力学カンファレンス Cu とSn-Ag-Cu はんだから構成されるチップ間接合部
の熱伝導特性と力学的変形特性

木下 貴博（富山
県立大）、松本
圭司、他

集積化基盤/
熱・積層（富山
県立大と共同）

184 2012.09.21 M&M2012 材料力学カンファレンス リフロー工程における三次元積層半導体パッケージの
熱応力

若松 剛（富山県
立大）、松本 圭
司、他

集積化基盤/
熱・積層（富山
県立大と共同）

185 2012.09.26 2012 International Conference on Solid 
State Devices and Materials (SSDM 
2012)

Thermal and Mechanical Stress in High-Density 3D-
LSIs

M. Murugesan（東
北大）, 
H. Kobayashi, et 
al.

集積化基盤/
（東北大と共同
発表）

186 2012.10.05 CRDS「2012年 研究開発の俯瞰報告
書（ナノテクノロジー・材料分野）」
第3章「研究開発領域」

研究開発領域ごとの国際比較 異種機能三次元集積
チップ

嘉田 守宏 研究部

187 2012.10.07 ECS Meeting Heterogeneous 3D Stacking Technology Developments H. Ikeda 研究部

188 2012.10.16 ISSM（International Symposium on 
Semiconductor Manufacturing)

3D-Integrated Circuits Technologies  -The History and 
Future-

M. Kada 研究部

189 2012.10.19 JIEPワークショップ 多機能高集積デバイスのための高密度微細接合技術 末岡 邦昭 集積化基盤/
熱・積層

190 2012.10.21 21th IEEE Int'l Conference on 
Electrical Pereformance of Electronic 
Pacakaging and Systems (EPEPS 
2012)

Measurement of SSO Noise and PDN Impedance of 3D 
SiP with 4k-IO Widebus Structure

Y. Tanaka（芝浦工
大）, A. Sakai, et 
al.

集積化基盤/超
ワイドバス（芝
浦工大と共同）
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191 2012.10.24 Impact 2012 Integration of 3D-SiP fabricated by Via-Last TSV S. Uchiyama, 
A. Sakai, et al.

集積化基盤/超
ワイドバス

192 2012.10.24 Impact 2012 Actual stresses around TSV in whole 3D-SiP under 
reflow or power ON/OFF thermal load

木下 貴博（富山
県立大）、松本
圭司、他

集積化基盤/
熱・積層（富山
県立大と共同）

193 2012.10.24 Impact 2012 Inelastic analysis for singular stresses around TSV 
under reflow or power ON/OFF thermal load

若松 剛（富山県
立大）、松本 圭
司、他

集積化基盤/
熱・積層（富山
県立大と共同）

194 2012.10.31 EuMC 2012(European Microwave 
Conference 2012)

A Novel Tunable Filter Enabling both Center Frequency 
and Bandwidth Tunability

H. Inoue, X. Mi, et 
al.

集積化基盤/ヘ
テロ

195 2012.11.15 電子ジャーナル「TSVプロセスラインの
構築に向けて★徹底解説」

TSVプロセスラインの構築に向けて 嘉田 守宏 研究部

196 2012.12.04 2012 Asia Pacific Microwave 
Conference (APMC2012)

Frequency Reconfigurable Antenna Design for Mobile 
Terminals

T. Yamagajo, 
Y. Koga, et al.

集積化基盤/ヘ
テロ

197 2012.12.05 SEMICON Japan 電気特性からみた三次元化の必要性 (TSV/3D技術開
発の背景)

池田 博明 研究部

198 2012.12.09 IEEE International Electron Devices 
Meeting 2012 (IEDM 2012)

Minimizing the Local Deformation Induced Cu-TSVs and 
CuSn/InAu-Microbumps in High- Density 3D-LSIs

M. Murugesan（東
北大）, 
H. Kobayashi, et 
al.

集積化基盤/
（東北大と共同
発表）

199 2012.12.09 IEEE International Electron Devices 
Meeting 2012 (IEDM 2012)

Characterization of Chip-Level Hetero-Integration 
Technology for High-Speed, Highly Parallel 3D Stacked 
Image Processing System

K. W. Lee（東北
大）, S. Watanabe, 
A. Yabata, et al.

集積化基盤/デ
ジアナ混載（東
北大と共同）

200 2012.12.10 Electrical Design of Advanced 
Packaging and Systems (EDAPS) 2012

Analysis and Characterization of PDN Impedance and 
SSO Noise of 4k-IO 3D SiP

H. Takatani（芝浦
工大）, A. Sakai, 
et al.

集積化基盤/超
ワイドバス（芝
浦工大と共同）
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201 2012.12.11 IEEE CPMT Symposium Japan 
2012(ICSJ 2012)

Heterogeneous 3D Stacking Technology Developments 
in ASET

H. Ikeda 研究部

202 2012.12.11 IEEE CPMT Symposium Japan 
2012(ICSJ 2012)

Thermal Stress and Die-Warpage Analyses of 3D Die 
Stacks on Organic Substrates

S. Kohara, 
K. Sueoka, et al.

集積化基盤/
熱・積層

203 2012.12.11 IEEE CPMT Symposium Japan 
2012(ICSJ 2012)

Study for CMOS device characteristics affected by 
Ultra Thin Wafer Thinning

H. Shimamoto, 
K. W. Lee（東北大
）, et al.

集積化基盤/薄
ウェハ（東北大
と共同発表）

204 2012.12.11 IEEE CPMT Symposium Japan 
2012(ICSJ 2012)

Three-dimensional Integration Scheme using Hybrid 
Wafer Bonding and Via-last TSV Process

K. Takeda, M. 
Aoki, K. Hozawa, 
et al.

集積化基盤
/3Dインテグ

205 2012.12.11 IEEE CPMT Symposium Japan 
2012(ICSJ 2012)

PDN Characteristics of 3D-SiP with a Wide-bus 
Structure under 4k-IO Operations

A. Sakai, H. Fujita
（芝浦工大）, et al.

集積化基盤/超
ワイドバス（芝
浦工大と共同）

206 2012.12.11 IEEE CPMT Symposium Japan 
2012(ICSJ 2012)

Introduction of the automotive application of TSV 
device

T. Kamada 集積化基盤/デ
ジアナ混載

207 2012.12.11 IEEE CPMT Symposium Japan 
2012(ICSJ 2012)

3D System Simulation Study of Power Integrity using Si 
Interposer with Distribution TSV Decoupling Capacitors

K. Kohno（明星
大）, Y. Kitamura, 
et al.

集積化基盤/デ
ジアナ混載（明
星大と共同）

208 2012.12.11 IEEE CPMT Symposium Japan 
2012(ICSJ 2012)

Transient Response Characteristics of Through Silicon 
Via in High Resistivity Silicon Interposer

Watanabe（AIST）, 
C. Ueda（明星大）, 
Y. Kitamura, et al.

集積化基盤/デ
ジアナ（産総研、
明星大と共同）

209 2012.12.11 IEEE CPMT Symposium Japan 
2012(ICSJ 2012)

Chip-Based Hetero-Integration Technology for High-
Performance 3D Stacked Image Sensor

Y. Ohara（東北大）, 
S. Watanabe, 
A. Yabata, et al.

集積化基盤/デ
ジアナ混載（東
北大と共同）

210 2012.12.11 IEEE CPMT Symposium Japan 
2012(ICSJ 2012)

A Highly Reliable Single-Crystal Silicon RF-MEMS 
Switch Using Au Sub-micron Particles for Wafer Level 
LTCC Cap Packaging

T. Katsuki, 
T. Nakatani, 
O. Toyoda, et al.

集積化基盤/ヘ
テロ
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211 2013.01.11 シリコン超集積化システム第１６５委員
会

シリコン貫通電極（TSV）で何がしたいか？ 池田 博明 研究部

212 2013.01.22 弾性波素子技術第150委員会第130回
研究会

MEMSによるチューナブルフィルタ ミイ シャオユウ、
井上 広章、他

集積化基盤/ヘ
テロ

213 2013.01.29 Mate 2013 RF-MEMSデバイスとヘテロジーニアス三次元集積化技
術

中澤 文彦、ミイ
シャオユウ、他

集積化基盤/ヘ
テロ

214 2013.01.29 Mate 2013 3次元積層チップの熱抵抗の評価と放熱方法について
の検討

松本 圭司、末岡
邦昭、他

集積化基盤/
熱・積層

215 2013.01.29 Mate 2013 3次元積層パッケージの熱応力に及ぼす材料特性と構
造の影響

小原 さゆり、堀
部 晃啓、他

集積化基盤/
熱・積層

216 2013.02.17 IEEE International Solid-State Circuits 
Conference 2013 (ISSCC 2013)

A 100 GByte/s Wide I/O with 4096 bit TSVs through an 
Active Silicon Interposer with In-Place Waveform 
Capturing

S. Takaya, 
M. Nagata, A. 
Sakai, et al.

集積化基盤/超
ワイドバス（神
戸大と共同発
表）

217 2013.03.04 International Society for Quality 
Electronic Design 2013 (ISQED 2013)

Reducing IR Drop in 3D Integration to Less Than 1/4 
Using Buck Converter on Top Die (BCT) Scheme

Y. Shinozuka（東
京大）, F. Furuta, 
et al.

集積化基盤
/3Dインテグ
（東京大と共同
発表）

218 2013.03.06 NPIE-JST Workshop on March 6, 2013 3D-Integration Activities of ASET "Dream Chip 
Project"

池田 博明 研究部

219 2013.03.10 Materials for Advanced Metallizaiton 
2013

Hydrogen Radical Cleaning for Cu/Polymer Hybrid 
Wafer Bonding in 3D Integration

M. Aoki, K. 
Hozawa, et al.

集積化基盤
/3Dインテグ

220 2013.03.17 The 29th Annual Thermal 
Measurement, Modeling & Management 
Symposium

Thermal design guidelines for a three-dimensional (3D) 
chip stack, including cooling solutions

K. Matsumoto, 
K. Sueoka, et al.

集積化基盤/
熱・積層
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221 2013.03.14 第27回 エレクトロニクス実装学会講演
大会

立体構造新機能集積回路（ドリームチップ）技術開発 小林 治文 集積化基盤

222 2013.03.14 第27回 エレクトロニクス実装学会講演
大会

車載用三次元実装イメージセンサの冷却方法および冷
却構造

山田 文明、他 集積化基盤/
熱・積層

223 2013.03.14 第27回 エレクトロニクス実装学会講演
大会

三次元集積化技術におけるマイクロバンプC2C技術 末岡 邦昭、他 集積化基盤/
熱・積層

224 2013.03.14 第27回 エレクトロニクス実装学会講演
大会

薄ウェハにおけるCu汚染のCMOSデバイスへの影響 島本 晴夫、他 集積化基盤/薄
ウェハ

225 2013.03.14 第27回 エレクトロニクス実装学会講演
大会

三次元実装におけるICF (NCF) 付きダイシングテープ技
術

北市 幸佑、他 集積化基盤/薄
ウェハ

226 2013.03.14 第27回 エレクトロニクス実装学会講演
大会

Via-Last/Back-Via方式TSV形成技術の開発 三橋 敏郎、他 集積化基盤
/3Dインテグ

227 2013.03.14 第27回 エレクトロニクス実装学会講演
大会

積層チップのIOアクセスと回路の検討 古田 太、他 集積化基盤
/3Dインテグ

228 2013.03.14 第27回 エレクトロニクス実装学会講演
大会

ハイブリッド接合を用いたウエハレベル三次元集積化技
術

朴澤 一幸、他 集積化基盤
/3Dインテグ

229 2013.03.14 第27回 エレクトロニクス実装学会講演
大会

100GByte/sの伝送能力を有する超ワイドバスSiPの開
発

内山 士郎、他 集積化基盤/超
ワイドバス

230 2013.03.14 第27回 エレクトロニクス実装学会講演
大会

ヘテロジーニアス三次元集積化技術を用いたRF MEMS
デバイスとRFフロントエンドモジュール

中澤 文彦、他 集積化基盤/ヘ
テロ

※ 4月以降、ICEP2013、VLSI Symposium、ECTC、IMAPS、IMSなどで 24件を発表予定
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1 2008.10.27 IEEE 17th Conference On Electrical 
Performance of Electronic Packaging

CMOS circuit simulation using Latency Insertion 
Method

Tadatoshi Sekine, 
Hideki Asai

静岡大学（設計
環境）

2 2009.08.19 IEEE EMC Sympo. Block Latency Insertion Method (Block-LIM) for Fast 
Transient Simulation of Tightly Coupled Transmission 
Lines

T.Sekine, H.Asai 静岡大学
（設計環境）

3 2009.9.28 IEEE International Conference on 3D 
System Integration (3DIC)

A Capacitive Coupling Interface with High Sensitivity 
for Wireless Wafer Testing

Gil Su Kim, 高宮
真, 桜井 貴康

東京大学
（チップテスト）

4 2009.9.28 IEEE International Conference on 3D 
System Integration (3DIC)

Micro-Raman Spectroscopy Analysis and Capacitance 
- Time (C-t) Measurement of Thinned Silicon 
Substrates for 3D Integration

J.-C. Bea 東北大学(集積
化基盤)

5 2009.9.28 IEEE International Conference on 3D 
System Integration (3DIC)

3D Integration Technology for 3D Stacked Retinal Chip Y. Kaiho 東北大学(集積
化基盤)

6 2009.09 IEEE Transactions on Circuits and 
Systems-II (TCAS-II)

A 25-mV-Sensitivity 2-Gb/s Optimum – Logic -

Threshold Capacitive-Coupling Receiver for Wireless 
Wafer Probing Systems

Gil Su Kim, 高宮
真, 桜井 貴康

東京大学
（チップテスト）

7 2009.10.06 International Conference on Solid 
State Devices and Materials 
(SSDM2009)

Development of EEB (Electroplated-Evaporation 
Bumping) Technology for Fine Pitch and Low 
Resistance Cu/Sn Micro-Bumps

U. Ohara 東北大学(集積
化基盤)

8 2009.10.06 International Conference on Solid 
State Devices and Materials 
(SSDM2009)

Evaluation of Thin LSI Wafers by Capacitance-Time (C-
t) Measurement for the Process Characterization of 
Three-Dimensional (3D) Integration

J.-C. Bea 東北大学(集積
化基盤)

9 2009.10.10 日本機械学会 第22回計算力学講演
会

多機能高密度三次元集積回路におけるチップ間微細接
合部の熱応力に関する研究

堀竜洋，木下貴博，
川上 崇

富山県立大
（集積化基盤）

10 2009.10.20 IEEE EPEPS Generalized Leapfrog Scheme for Large-Scale Circuit 
Simulation

T.Sekine, H.Asai 静岡大学
（設計環境）

共同実施先
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No 発表日 発表先（学会等） 発表タイトル 発表者 研究室

11 2009.11.07 日本機械学会熱工学コンファレンス
2009

異方性熱伝導材料の熱抵抗計測 畠山友行、日置裕
介、中野雄太、他

富山県立大
（チップテスト）

12 2009.11.26 電子情報通信学会回路とシステム研究
会

並列分散型ブロックLIMによる強結合伝送線路の高速過
渡解析

井上雄太、關根惟
敏、浅井秀樹

静岡大学
（設計環境）

13 2009.11.26 電子情報通信学会回路とシステム研究
会

交互方向陽解法に基づくFDTD法 青野修一、海野正
樹、浅井秀樹

静岡大学
（設計環境）

14 2009.12.08 International Electron Devices Meeting 
(IEDM)

Impact of Remnant Stress/Strain and Metal 
Contamination in 3D-LSIs with Through-Si Vias 
Fabricated by Wafer Thinning and Bonding

M. Murugesan 東北大学(集積
化基盤)

15 2009.12.09 IEEE APMC2009 Unconditionally Stable Alternate-Direction-Explicit 2D 
FDTD Algorithm

S.Hussain, H.Asai 静岡大学
（設計環境）

16 2010.01 IEEE/ACM ASP-DAC2010 A Novel FDTD Algorithm Based on Alternating-
Direction Explicit Method with PML Absorbing Boundary 
Condition

S.Aono, M.Unno, 
H.Asai

静岡大学
（設計環境）

17 2010.03.10 日本機械学会北陸信越支部第47期総
会・講演会

固体間における接触熱抵抗の低減に関する研究 日置裕介、畠山友
行、石塚勝、中川
慎二、富村寿夫

富山県立大
（チップテスト）

18 2010.03.10 日本機械学会北陸信越支部第47期総
会・講演会

サーマルビアを配した印刷回路基板のモデル化手法に
関する研究

高桑貞一、石塚勝、
中川慎二、畠山友
行

富山県立大
（集積化基盤）

19 2010.03.11 JIEP講演大会 PI(Power Integrity) の歴史と今後の展開 大塚寛治、秋山豊 明星大学
(集積化基盤)

20 2010.03.19 ２０１０年（平成２２年）春季 第５７回応
用物理学関係連合講演会

Low resistance Cu-Sn microbump for flip-chip 
interconnection

M. Murugesan 東北大学(集積
化基盤)
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21 2010.03.19 ２０１０年（平成２２年）春季 第５７回応
用物理学関係連合講演会

三次元集積回路のための高密度Cu/Snマイクロバンプ
形成技術

大原 悠希 東北大学(集積
化基盤)

22 2010.05.13 ICEP2010 Reduction of Thermal Resistance for Spray Cooling 
Technology by Using Supre Thermal Conductivity 
Material

Hatakeyama, 
Ishizuka, Hioki, 
Nakagawa, et al.

富山県立大（集
積化基盤）

23 2010.05 Special Issues of Japanese Journal of 
Applied Physics

RF MEMS Inductor Configurations for Achieving Large 
Inductance Variations and High Q factors

Kazuya Masu, et 
al.

東京工業大学
(RF MEMS)

24 2010.06 ECTC 2010 Alternating-Direction Explicit FDTD Method for Three-
Dimensional Full-Wave Simulation

S.Aono, M.Unno, 
H.Asai

静岡大学
（設計環境）

25 2010.06 ECTC 2010 Parallel-Distributed Block-LIM-Based Fast Transient 
Simulation of Tightly Coupled Transmission Lines

Y.Inoue, T.Sekine, 
H.Asai

静岡大学
（設計環境）

26 2010.09.15 ２０１０年（平成２２年）秋季 第71回応
用物理学関係連合講演会

LSI積層による曲げ応力がデバイス特性に与える影響に
関する研究

木野久志 東北大学(集積
化基盤)

27 2010.09.24 International Conference on Solid 
State Devices and Materials 
(SSDM2010)

Metal micro-bump induced stress in3D-LSIs _ micro-
Raman Study

M. Murugesan 東北大学(集積
化基盤)

28 2010.09.24 International Conference on Solid 
State Devices and Materials 
(SSDM2010)

Evaluation of Copper Diffusion in Thinned Wafer with 
Extrinsic Gettering for 3D-LSI by Capacitance-Time 
(C-t) measurement

J.-C. Bea 東北大学(集積
化基盤)

29 2010.10.07 可視化情報学会全国講演会（鹿児島
2010）

熱回路網法による３次元積層型半導体デバイス内部の
熱抵抗の可視化

畠山友行，石塚勝，
中川慎二

富山県立大（集
積化基盤）

30 2010.10.09 日本機械学会 M&M2010材料力学カン
ファレンス

三次元積層半導体チップの熱伝導特性と変形特性 木下貴博、川上崇、
堀竜洋

富山県立大（集
積化基盤）
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No 発表日 発表先（学会等） 発表タイトル 発表者 研究室

31 2010.10.09 日本機械学会 M&M2010材料力学カン
ファレンス

シリコン貫通ビア構造を有する三次元集積半導体チップ
の熱応力

堀竜洋、木下貴博、
川上崇（富山県
大）

富山県立大（集
積化基盤）

32 2010.10.09 日本機械学会 M&M2010材料力学カン
ファレンス

三次元積層半導体チップにおけるマイクロバンプの応力 川上崇、木下貴博、
内山雄太（富山県
大）

富山県立大（集
積化基盤）

33 2010.10.09 日本機械学会 M&M2010材料力学カン
ファレンス

デジタル画像相関法によるひずみ計測と有限要素解析
による次世代三次元積層試作チップの信頼性評価

河原真哉、池田徹、
宮崎則幸

京都大学（集積
化基盤）

34 2010.10.26 12th International Conference on
Electronics Materials and Packaging 
(EMAP2010)

Evaluation of Strain in a 3D Package by the 
Combination of the digital Image Correlation Method 
with a Microscope and the finite Element Method

T. Ikeda, S. 
Kawahara,N. 
Miyazaki,

京都大学（集積
化基盤）

35 2010.10.30 熱工学コンファレンス2010 熱回路網法による３次元積層チップ内熱抵抗低減手法
の検討

畠山友行，石塚勝，
中川慎二

富山県立大（集
積化基盤）

36 2010.11.03 ISTP-21 Performance of Compact Finned Heat Sinks for LSI 
Packages with Combined Natural and Forced 
Convection Air Flows

M. Ishizuka, T. 
Hatakeyama and 
S. Nakagawa

富山県立大（集
積化基盤）

37 2010.12.07 IEEE 2010 Electrical Design of 
Advanced Packaging & Systems 
Symposium

Power Supply Noise Evaluation with On-chip Noise 
Monitoring for Various Decoupling Schemes of SiP

T. Sudo, et al. 芝浦工業大学
(集積化基盤)

38 2010.12.08 EPTC2010 Estimation of Maximum Temperature in 3D-Integrated 
Package by Thermal Network Method

T. Hatakeyama, M 
Ishizuka and S. 
Nakagawa

富山県立大（集
積化基盤）

39 2010.12.08 International Electron Devices Meeting 
(IEDM)

Wafer Thinning, Bonding, and Interconnects Induced 
Local Strain/Stress in 3D-LSIs with Fine-Pitch High-
Density Microbumps and Through-Si Vias

M. Murugesan 東北大学(集積
化基盤)

40 2011Jan. IEEE Electron Device Letters (EDL) 
Vol. 32, No.1, pp.66-68,

Evaluation of Cu Contamination at Backside Surface of 
Thinned Wafer in 3-D Integration by Transient-
Capacitance Measurement

J-B. Bea et al 東北大学(集積
化基盤)
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No 発表日 発表先（学会等） 発表タイトル 発表者 研究室

41 2011.03.08 エレクトロニクス実装学会 春季講演大
会

電源ノイズ評価システムの構築 須藤 俊夫、他 芝浦工業大学
(集積化基盤)

42 2011.03.09 エレクトロニクス実装学会春季講演大
会

デジタル画像相関法による歪み計測を用いた三次元積
層チップの非線形有限要素解析精度の改善

岡大智, 河原真哉、
池田徹、宮崎則幸

京都大学（集積
化基盤）

43 2011.04.08 SEMATECH ISMI Reliability Council 
(RC) expert presentation focused on 
TSV reliability

3D Integration Technology and Reliability M. Koyanagi 東北大(集積化
基盤)

44 2011.04.13 IEEE INTERNATIONAL RELIABILITY 
PHYSICS SYMPOSIUM (IRPS)

3D Integration Technology and Reliability M. Koyanagi 東北大(集積化
基盤)

45 2011.04.14 International Conference on Electronic 
Packaging (ICEP 2011)

Development of 5 um Diameter Backside Cu TSV 
Technology for 3D LSI

T. Ohara, et al. 東北大(集積化
基盤)

46 2011.04.14 International Conference on Electronic 
Packaging (ICEP 2011)

Cooling Performance of Compact Finned Heat Sinks 
Under Combined Natural and Forced Convection Flows

M. Ishizuka, et al. 富山県大（集積
化基盤）

47 2011.06.05 International Symposium on the 
Physical & Failure Analysis of 
Integrated Circuits (IPFA)

3D LSI and Reliability M. Koyanagi 東北大(集積化
基盤)

48 2011.06.16 Symposium on VLSI Technology 3D LSI Technology and Reliability Issues T. Tanaka, et al. 東北大(集積化
基盤)

49 2011.07 IEEE Electron Device Letters (EDL) Evaluation of Cu Diffusion from Cu Through-Silicon Via 
(TSV) in 3-D LSI by Transient Capacitance 
Measurement

J-C. Bea, et al. 東北大(集積化
基盤)

50 2011.09.08 SEMI Taiwan, Global System Package 
Summit: 3D IC Technology

How to Make True 3D-TSV IC Application-Spreading 
3D-TSV Technologies, But Not Followed by Major 
Application

K. Otsuka 明星大(集積化
基盤)
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No 発表日 発表先（学会等） 発表タイトル 発表者 研究室

51 2011.09.29 International Conference on Solid 
State Devices and Materials (SSDM)

A Block-Parallel SAR ADC for CMOS Image Sensor 
with 3-D Stacked Structure

K. Kiyoyama, et al. 東北大(集積化
基盤)

52 2011.10.01 IEICE Fundamentals Review
（電子通信情報学会 Web雑誌）

高速電子設計のためのSI/PI/EMIシミュレーション技術
－過去、現在、そして未来－

浅井 秀樹 静岡大（旧設計
環境）

53 2011.10.12 220th ECS Meeting
(ECS : The Electrochemical Society)

3D Integration and Reliability T. Tanaka, et al. 東北大(集積化
基盤)

54 2011.10.18 IMPACT2011(International 
Microsystems, Packaging, Assembly 
and Circuits Technology Conference)

A Verification of the PI Made High Speed Switching
-Power Integrity Playing Beautiful Circuit Performance-

Y. Akiyama, 
K. Otsuka

明星大（集積化
基盤）

55 2011.11 電子情報通信学会 C論文誌 高速LSIと実装の電源を含めたコンカーレント設計の重
要性

大塚 寛治 明星大(集積化
基盤)

56 2011.11 電子情報通信学会 C論文誌 シリコンバンプ上に積層した薄化チップの曲げ応力とデ
バイス特性評価

木野久志、他 東北大(集積化
基盤)

57 2011.11.06 EMC Compo 2011（8th International 
Workshop on Electromagnetic 
Compatibility of Integrated Circuits）

On-chip Power Integrity Evaluation System Y. Nabeshima, et 
al.

芝浦工大（集積
化基盤）

58 2012.01.31 3DIC 2011 High Reliable and Fine Size of 5-μm Diameter 
Backside Cu Through-Silicon Via(TSV) for High 
Reliability and High-End 3-D LSIs

K. Lee, et al. 東北大(集積化
基盤)

59 2012.01.31 3DIC 2011 Novel Detachable Bonding Process with Wettability 
Control of Bonding Surface for Versatile Chip-Level 3D 
Integration

T. Fukushima, et 
al.

東北大(集積化
基盤)

60 2012.01.31 3DIC 2011 A Very Low Area ADC for 3-D Stacked CMOS Image 
Processing System

K. Kiyoyama, et al. 東北大(集積化
基盤)
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No 発表日 発表先（学会等） 発表タイトル 発表者 研究室

61 2012.01.31 3DIC 2011 Novel Detachable Bonding Process with Wettability 
Control of Bonding Surface for Versatile Chip-Level 3D 
Integration

Y. Ohara, et al. 東北大(集積化
基盤)

共同実施先

※ 2012（平成24）年度は、別途集計
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No 発明の名称 出願人 発明者 出願国 出願番号 出願日 研究室

1 信号伝送装置 東京大学 高宮真、池内克之、
桜井貴康

日本 2008-274656 2008.10.24 チップテスト

2 可変容量素子 富士通 島内岳明、今井雅彦、
上田知史

日本、米国、中国、台湾 2008-311040 2008.12.05 RF-MEMS

3 フィルタ、フィルタリング方法、および
通信装置

富士通 ミイシヤオユウ、豊田
治、上田知史

日本、米国、欧州、韓国、
中国

2009-067170 2009.03.19 RF-MEMS

4 電気部品およびその製造方法、並び
にマイクロスイッチデバイス

富士通 上田知史、中谷忠司、
山田斉

日本 2009-073519 2009.03.25 RF-MEMS

5 可変インピーダンス整合回路 富士通 児島 正和 日本 2009-078055 2009.03.27 RF-MEMS

6 可変容量素子 富士通 島内岳明、今井雅彦、
上田知史

日本、米国、中国、台湾 2009-092174 2009.04.06 RF-MEMS

7 電子デバイスおよびその製造方法 富士通 中谷忠司、井上広章、
山田斉、上田 知史

日本 2009-123448 2009.05.21 RF-MEMS

8 電子部品およびその製造方法 富士通 ミイシヤオユウ、豊田
治、上田知史

日本 2009-208119 2009.09.09 RF-MEMS

9 非接触通信システム シャープ 大東睦夫 日本、米国、欧州 2009-209279 2009.09.10 チップテスト

10 スキュー調整回路およびスキュー調
整方法

シャープ 大東睦夫 日本、米国、欧州 2009-209280 2009.09.10 チップテスト
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No 発明の名称 出願人 発明者 出願国 出願番号 出願日 研究室

11 プローブ装置および試験装置 アドバンテス
ト

甲元芳雄 日本、米国、欧州 2009-004852
（PCT出願）

2009.09.25 チップテスト

12 プローブカード及びそれを用いた半導
体ウエーハの検査方法

パナソニック 中田義朗、三宅直己 日本、米国、欧州 2009-219857 2009.09.25 チップテスト

13 半導体装置の製造方法、半導体装置
およびウエハ積層構造物

ローム
ルネサス

森藤忠洋、島本晴夫、
宮崎忠一、植松俊英、
阿部由之

日本、米国 2009-223266 2009.09.28 薄ウェハ

14 ウェーハ検査装置及びそれを用いた
半導体ウェーハの検査方法

パナソニック 中田義朗、佐々木敏 日本、米国、欧州 2009-244046 2009.10.23 チップテスト

15 可変容量素子、可変容量デバイスお
よびその駆動方法

富士通 島内岳明、今井雅彦、
勝木隆史、上田知史

日本、米国、中国 2009-246777 2009.10.27 RF-MEMS

16 可変分布定数線路、可変フィルタ、お
よび通信モジュール

富士通 ミイシヤオユウ、豊田
治、上田知史

日本、欧州、中国 2009-254925 2009.11.06 RF-MEMS

17 アンテナおよび無線通信装置 富士通 モハマッド ゴラム ソル
ワル ホセイン、山ヶ城
尚志

日本、米国、欧州 2009-269934 2009.11.27 RF-MEMS

18 電子デバイス 富士通 中谷忠司、井上広章、
上田 知史

日本、米国、中国 2009-275610 2009.12.03 RF-MEMS

19 アンテナ装置および無線通信装置 富士通 山ヶ城尚志 日本、米国 2009-276696 2009.12.04 RF-MEMS

20 アンテナ装置 富士通 古賀洋平、山ヶ城尚志 日本 2009-298086 2009.12.28 RF-MEMS
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21 アンテナ装置及び通信装置 富士通 山ヶ城尚志、高野健 日本 2009-298179 2009.12.28 RF-MEMS

22 半導体装置およびその製造方法 日立製作所 古田太、長田健一 日本、米国 2010-040363 2010.02.15 フレックス
チップ

23 再配列ウエーハの製造方法および半
導体装置の製造方法

日立製作所 朴澤一幸、武田健一、
青木真由

日本、米国、中国、韓国、
台湾

2010-047787 2010.03.04 フレックス
チップ

24 非接触通信コネクタ 山一電機 草光秀樹 日本、米国、欧州 2010-049050 2010.03.05 チップテスト

25 MEMSデバイス 富士通 ミイシヤオユウ、豊田
治、上田知史

日本 2010-054421 2010.03.11 RF-MEMS

26 電子デバイスおよびその製造方法 富士通 中谷忠司、井上広章、
山田斉、上田 知史

日本、米国、中国 2010-055045 2010.03.11 RF-MEMS

27 可変バンドパスフィルタ及び通信装置 富士通 ミイシヤオユウ、豊田
治、上田知史

日本 2010-114902 2010.05.19 RF-MEMS

28 アンテナ装置及び通信装置 富士通 山ヶ城尚志、高野健 日本 2010-118040 2010.05.24 RF-MEMS

29 人操作型作業機械システム 日立製作所 佐圓真、伊藤潔人 日本、米国、中国 2010-059470
（PCT出願）

2010.06.03 フレックス
チップ

30 半導体集積回路装置 日立製作所 松村忠幸、古田太、長
田健一

日本、米国 2010-133548 2010.06.11 フレックス
チップ
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No 発明の名称 出願人 発明者 出願国 出願番号 出願日 研究室

31 プローブ装置および試験装置 アドバンテス
ト

甲元芳雄 日本、米国、欧州 2010-531357 2010.08.06 チップテスト

32 半導体装置およびその製造方法 日立製作所 青木真由、武田健一、
朴澤一幸

日本、米国、中国、韓国、
台湾

2010-211078 2010.10.18 フレックス
チップ

33 アンテナ装置及び無線端末 富士通 古賀洋平 日本、米国、欧州、中国 2010-233389 2010.10.18 RF-MEMS

34 周波数可変アンテナ 富士通 山ヶ城尚志 日本、米国、欧州、中国 2010-258270 2010.11.18 RF-MEMS

35 ３つの動作モードを有する三次元構
造チューナブルアンテナ

富士通 古賀洋平 日本、米国、欧州、中国 2010-276736 2010.12.13 RF-MEMS

36 積層IO回路 日立製作所 古田太 日本、米国、中国 2010-286163 2010.12.22 フレックス
チップ

37 半導体素子及びその製造方法 ルネサス 阿部由之、島本晴夫、
宮崎忠一、植松俊英

日本、米国、欧州、中国、
台湾、韓国

2011-005546 2011.01.14 薄ウェハ

38 半導体装置及びその製造方法
大日本印刷、新光電気工業、NEC、
凸版印刷、イビデン、産総研

島田、竹内、五明、馬
場、竹村、大久保、島
倉、坂井、青柳、菊地

日本、米国、欧州 2011-068505 2011.03.25 インターポー
ザ

39 半導体接合装置 日本IBM 末岡邦昭 日本、米国 2011-079874 2011.03.31 熱・積層接
合

40 半導体装置およびその製造方法 日立製作所 武田健一、青木真由、
朴澤一幸

日本、米国 2011-087061 2011.04.11 3Dインテグ
レーション
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No 発明の名称 出願人 発明者 出願国 出願番号 出願日 研究室

41 シリコンボードにおけるシリコン貫通
配線（ＴＳＶ）の形成

日本IBM 佐久間克幸 日本、米国 2011-107280 2011.05.12 熱・積層接
合

42 超音波スキャンに基づくシリコン貫通
電極（ＴＳＶ）におけるボイドの存在の
推定

日本IBM 堀部晃啓、山田文明 日本、米国 2011-124548 2011.06.02 熱・積層接
合

43 積層半導体ウェーハおよび積層半導
体チップの製造方法

日立製作所 朴澤一幸、武田健一、
青木真由、花岡裕子

日本、米国、韓国、台湾 2011-134003 2011.06.28 3Dインテグ
レーション

44 チューナブルアンテナ 富士通 古賀洋平 日本、米国 2011-158610 2011.07.20 ヘテロジー
ニアス

45 半導体実装方法 日本IBM 堀部晃啓 日本、米国 2011-235876 2011.10.27 熱・積層接
合

46 半導体実装方法 日本IBM 堀部晃啓 日本、米国 2011-235915 2011.10.27 熱・積層接
合

47 半導体装置 日本IBM 佐久間克幸、小原さゆ
り、鳥山和重

日本、米国 2011-249848 2011.11.15 熱・積層接
合

48 半導体装置 日本IBM 佐久間克幸、末岡邦
昭、小原さゆり、鳥山
和重

日本、米国 2011-249892 2011.11.15 熱・積層接
合

49 シリコン貫通電極の製造方法 ローム 三橋敏郎 日本 2011-249938 2011.11.15 3Dインテグ
レーション

50 シリコン貫通電極の製造方法 ローム 三橋敏郎 日本 2011-249939 2011.11.15 3Dインテグ
レーション



March, 2013 ASET (Association of Super-Advanced Electronics Technologies)

特許出願の実績（6）
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No 発明の名称 出願人 発明者 出願国 出願番号 出願日 研究室

51 半導体装置 日本IBM 佐久間克幸、末岡邦
昭、小原さゆり、鳥山
和重

日本、米国 2011-258013 2011.11.25 熱・積層接
合

52 RF-MEMSスイッチ 富士通 中谷忠司、勝木隆史、
奥田久雄

日本 2011-259968 2011.11.29 ヘテロジー
ニアス

53 半導体素子及びその製造方法 ルネサス
ローム

北市幸佑、島本晴夫、
宮崎忠一、阿部由之、
植松俊英、安永尚司

日本、米国、韓国、台湾 2011-266644 2011.12.06 薄ウェハ

54 RF-MEMSスイッチ 富士通 勝木隆史、中谷忠司、
奥田久雄、島内岳明

日本 2012-002409 2012.01.10 ヘテロジー
ニアス

55 半導体装置およびその製造方法 デンソー
明星大学

北村康宏、
大塚寛治、藤井文明

日本 2012-012345 2012.01.21 デジアナ混
載

56 MEMSスイッチ 富士通 井上広章、島内岳明 日本 2012-042461 2012.02.28 ヘテロジー
ニアス

57 伝送線路構造、伝送線路構造を備える多層配線基板
および半導体装置 凸版印刷、産総研、イビデン、

新光電気工業、NEC、明星大学

島倉、大久保、青柳、
菊地、坂井、小山、五
明、村上、竹村、大塚

日本 2012-049461 2012.03.06 インターポー
ザ

58 ３次元積層向け電源回路 日立製作所
東京大学

長田健一、篠塚康大、
石田光一、高宮真、桜
井貴康

日本、米国 2012-076921 2012.03.29 3Dインテグ
レーション

59 半導体装置と製造方法 日立製作所 青木真由、武田健一、
朴澤一幸

日本、台湾、PCT（米国、
韓国）

2012-099405 2012.04.25 3Dインテグ
レーション

60 シリコン貫通電極の製造方法 ローム 三橋敏郎 日本 2012-111850 2012.05.15 3Dインテグ
レーション
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65
特許出願の実績（7）

No 発明の名称 出願人 発明者 出願国 出願番号 出願日 研究室

61 三次元積層パッケージの電力供給方
法並びに冷却方法

日本IBM 松本圭司 日本、米国 2012-115933 2012.05.21 熱・積層接
合

62 マイクロ可動素子 富士通 井上広章、ミイシャオ
ユウ、藤原隆之

日本 2012-134528 2012.06.14 ヘテロジー
ニアス

63 半導体集積回路 エルピーダ 池田博明 日本、米国、欧州、韓国、
台湾、中国

2012-138989 2012.06.22 超ワイドバス

64 半導体集積回路 エルピーダ 池田博明 日本、米国、欧州、韓国、
台湾、中国

2012-161806 2012.07.24 超ワイドバス

65 シリコンインターポーザーの製造方法 エルピーダ 内山士郎 日本 2012-179379 2012.08.13 超ワイドバス

66 再配列ウエーハの製造方法および半
導体装置の製造方法

日立製作所 朴澤一幸、武田健一、
青木真由

日本、米国、中国、韓国、
台湾

2012-503041 2012.08.22 3Dインテグ
レーション

67 半導体装置 日本IBM 折井靖光、乃万裕一、
鳥山和重

日本、米国 2012-184528 2012.08.23 熱・積層接
合

68 半導体装置およびその製造方法 東北大学
デンソー

小柳光正、鎌田忠、
菅原良一、木村禎祐

日本 2012-204603 2012.09.18 デジアナ混
載

69 周波数可変アンテナ 富士通 山ヶ城尚志 日本、米国 2012-218520 2012.09.28 ヘテロジー
ニアス

70 半導体装置 日立製作所 古田太、長田健一 日本、米国 2012-219919 2012.10.02 3Dインテグ
レーション
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特許出願の実績（8）

No 発明の名称 出願人 発明者 出願国 出願番号 出願日 研究室

71 非接触通信コネクタ 山一電機 草光秀樹 日本、米国、欧州 2012-502899 2012.10.03 チップテスト

72 半導体素子及びその製造方法 ルネサス 斎藤滋晃、島本晴夫、
宮崎忠一、阿部由之、
北市幸佑

日本、米国、韓国、台湾、
中国

2012-222294 2012.10.04 薄ウェハ

73 人操作型作業機械システム 日立製作所 佐圓真、伊藤潔人 日本、米国、中国 2012-518190 2012.10.10 3Dインテグ
レーション

74 アンテナ装置 富士通 古賀洋平 日本、米国 2012-225390 2012.10.17 ヘテロジー
ニアス

75 半導体素子及びその製造方法 ルネサス 斎藤滋晃、島本晴夫、
宮崎忠一、阿部由之、
北市幸佑

日本、米国、韓国、台湾、
中国

2012-252438 2012.11.02 薄ウェハ

76 半導体実装方法 日本IBM 堀部晃啓 日本、米国 2012-261483 2012.11.29 熱・積層接
合

77 半導体装置 日本IBM 小原さゆり、松本圭司 日本、米国 2012-261543 2012.11.29 熱・積層接
合

78 半導体装置の製造方法 ルネサス 北市幸佑 日本、米国、韓国、中国 2012-271739 2012.12.12 薄ウェハ

※ 出願処理中：22件
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Agenda

５．今後の課題
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現状 今後の課題

設計 ASET

Heterogeneous 3D-Stack
4k-IO handling,
電源品質（PI)、信号品質（SI)確保設計
DfT (BIST, SCAN, JTAG)
応力評価・熱Simulation・汚染評価

DfT（BIST, SCAN, JTAG)
歩留まり向上：リダンダンシ機能拡充
内部動作モニター機能拡充
PI/SI・熱・応力改善→統合設計環境
積層構造用冷却技術開発

プロセス
（前・中間・後）

ASET

Via-Last (Logic, Memory, Si-IP)
W2W　（ハイブリッド接合）
側壁絶縁をシリカ粉体充填・焼結で
リダンダンシの活用

応力・反り制御
低コストTSV形成
ダイシング・積層工程歩留改善
積層工程低コスト化（W2W)

不良解析 ASET
PI/SIモニター
BIST, SCAN, JTAGの活用
X線CT（非破壊検査）

非破壊検査手法拡充
内部接合部のPI/SIモニター
積層後に不良層の個別評価
積層後の不良層置換
熱・応力分布予測精度向上
熱・応力低減対策

TSV/3D技術の実用化に向けた課題は、コスト低減、信頼性向上、不良解析TAT改善、サプライチェーン構築、

統合設計環境構築など多岐に渉るが、開発段階の工程別でも以下の課題あり。これらを含めた開発は引き続き重要

ASETASET成果と今後の課題成果と今後の課題
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0 2 4 6 8 10 12

巨大チップ露光

Overburden除去

非破壊観測技術

D2D高速化

反り対策

マイクロバンプ直接プローブ

UF改善

狭ピッチ接合

不良置換技術

コストダウン

熱・応力解析と設計リンク

裏面処理改善

サプライチェーン構築

Pre/Post-Stackテスト手法確立

WSS改善

統合設計環境（Pathfinding)

20122012年年1212月の月の33--D ASIP*D ASIP*における今後の課題の指摘件数における今後の課題の指摘件数****

* 3-D Architecture for Semiconductor Integration and Packaging
** 講演の中で特定の課題に言及した企業・機関の数
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Fail

SlowFast

Vdd

Pass

通常モード

低電力モード

三次元積層構造でのマルチモード対応は、複数のデバイスが関与により、環境条件依存性が複雑。
外部からのタイミング指定だけでは安定動作の領域が極端に狭まる可能性あり。

→自己診断型のタイミング調整機能が必要 （設計上・信頼性保証上の課題）

高速モード

”DFT and Test vs. Inflection Points and Paradigm Shift”
Jeff Readrick, Sr. Fellow, AMD,  ITC 2012 Invited Talk

Pass/Fail境界領域近くでの

動作設定が避けられない
→テスト戦略・設計戦略の見直し

三次元積層システムの設計上・信頼性保証上の課題三次元積層システムの設計上・信頼性保証上の課題
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性能

エネルギー効率

消費電力

Intel, Shakhar Borkar, Keynote, SEMICON West 2012

Ericsson, Carl Engblom, 3-D ASIP 2012

性能は
10年で1,000倍

エネルギー効率は
3年で1/2
(10年で1/10)

消費電力は
10年で100倍

性能

エネルギー効率

消費電力

性能向上と電力増大の傾向性能向上と電力増大の傾向 （（EMEMや冷却技術が重要）や冷却技術が重要）
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